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I. Introduction

Méme si la majorité des personnes utilisent les MEMS tous les jours, elles ne le savent pas. Nous avons
dans nos téléphones portables, dans nos GPS, ou dans nos voitures un accélérometre, gyroscope, ou micro
qui permettent aux gens de parler, qui facilitent 'accés a Internet sans fil... Ils sont une technologie
récente et toujours en plein développement, mais qui est devenue indispensable.

Un microsysteme électromécanique, MicroElectroMechanical Systems en anglais, est un dispositif
comprenant un ou plusieurs éléments mécaniques, qui convertit un changement physique en signal
électrique (capteur) et/ou le contraire (actionneur). Ils sont utilisés dans une grande gamme
d’applications aussi variées que l'aéronautique, la médecine (dispositifs de protheses neurales comme
l'audition et les aides visuelles, des outils de microchirurgie, stimulateurs cardiaques), les
télécommunications (micromiroirs pour la commutation de fibre optique pour I'internet rapide, antennes
intelligentes), '’exploration pétroliére, ainsi que 'automobile (accéléromeétres pour les systemes d’airbag,
rollover systémes de détection, etc.).

Développées dans les années 1970, puis commercialisées dans les années 1990, les MEMS ont une vie de
25 ans en permettant aux systemes de toutes sortes d’étre plus petits, plus rapides, plus économes en
énergie et moins colteux.

Tronic’s Microsystems est une entreprise spécialisée dans le développement et la fabrication de MEMS sur
mesure, adaptés aux besoins spécifiques de leurs clients. Elle s’occupe de toute la chaine d’usinage, depuis
la réalisation des puces et capteurs a partir de wafers de silicium jusqu’a la mise en place des puces, des
capteurs et des connexions électriques puces-boitier. Ces sont les applications dont Tronic’s a
I'expérience :

entation
eI -

3

3

Figure 1. Applications des MEMS a Tronic's Microsystems.

La fabrication des MEMS est constituée de deux grandes phases: le front-end-of-line et le back-end-of-
line. La premiére phase s’occupe de la réalisation des MEMS : réalisation des masques par dépot de résine
et exposition a la lumiére, amincissement des plaques, dopage du silicium, et dép6t métallique pour le
cablage. La deuxiéme phase concerne le packaging: découpage des wafers, collage au boitier en
céramique, soudure des fils d’or entre la puce et les connexions du boitier, et fermeture par brasure du
capot métallisé.

Toutes les étapes dans la fabrication des capteurs sont suivies par cahiers de lot par les opérateurs. Afin
de diminuer le papier en salle blanche, de gérer I'information et d’obtenir une tragabilité de la production,
I'entreprise vient de mettre en place un outil de GPAO. En conséquence, nous avons effectué la mise en
ligne des cahiers de lots et des procédures dans une base de données informatique. Mais il manque un
contrdle de qualité de la production, une analyse statistique des procédés et un reporting a obtenir pour
I'évaluation du travail fait. Ceci sera I'objectif de ce stage.
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II. Contexte industriel

Tronics Microsystems, entreprise implantée au cceur du pdle de compétitivité mondial Micro-
Nanotechnologies de Grenoble et aux Etats-Unis (Californie et Texas), est un fabricant de composants
MEMS et microsystémes hautement différenciés, et le leader mondial de la fabrication des composants
spécifiques sur silicium SOI (Silicium On Insulator).

A partir de technologies innovantes Tronics congoit, développe et fabrique des microsystemes, du
composant unitaire aux systémes communicants complets, packagés et testés. Le groupe se positionne sur
des marchés variés comme notamment :

- Instrumentation industrielle de volume : sismique, accélérométre, gyrométre, téte d'impression,
composants optiques, switches RF...

- Composants inertiels pour applications grand public : 6DOF, 9DOF...

- Dispositifs médicaux : CMUT?, capteur de pression, puce ADN, électrodes de neurostimulation...

@ Development
& Manufacturing

® Sales Offices

Figure 2. Tronics, entreprise international.

Entreprise avec une croissance rapide, elle été créée en 1997 par Stéphane RENARD et en 2003 disposait
déja d’une salle blanche de 400m? a Crolles. Cinq ans plus tard, en 2008, profitant de la faiblesse du dollar
elle reprend la société californienne MedTech Developement implantée dans la Silicon Valley et
spécialisée dans les dispositifs médicaux. Grace a cette acquisition, Tronics poursuit son développement
au Texas avec un nouveau site de production de 1850m? de salle blanche. Avec également deux bureaux

! Switches RF : Radio Frequency Switch (commutateur). Dispositif pour acheminer le signal haute fréquence a
travers des voies de transmission.

2 CMUT : Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducers. MEMS qui peuvent étre utilisés pour générer et
détecter des signaux acoustiques dans la gamme ultrason.
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commerciaux en Asie, 'entreprise produit jusqu’a 60 000 wafers par an générant un chiffre d’affaires de
19 millions de dollars (en 2012).

Entreprise toujours en expansion, elle vient de se lancer en bourse et de s’associer a Avnet Israél, un des
plus grands distributeurs de composants électroniques, produits informatiques et technologie.

Par rapport a la logistique, Tronics est en train de progresser beaucoup en terme de gestion de la
production, comme par exemple I'outil de GPAO3 qui est en cours d’installation et de développement. Ce
projet est axé sur la centralisation et le traitement des données a partir d'un outil MSP%. En terme de
qualité, ceci est nécessaire pour l'évaluation et I'amélioration des procédés qui s’effectuent pendant
I'élaboration des produits MEMS.

® GPAO : Gestion de la Production Assistée par Ordinateur.
* MSP : Maitrise Statistique des Procédés. En anglais, SPC (Statistical Process Control).
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III. La mission et ses enjeux

Le projet de fin d’études concerne un projet d’amélioration du contréle de la production dans une PME
fabricant de nano et microsystémes innovants pour l'industrie, grace a I'outil SPC Vision, qui est un outil
de MSP (voir chapitre suivant). Le paramétrage et la mise en place de différentes gammes de contrdle en
liaison avec le logiciel de GPAO (méme base de données, méme entreprise fournisseur), ainsi que le test et
I'intégration de ces outils et la création des rapports associés seront les principaux axes de travail.

On peut voir ci-apres les différents objectifs moyennant le suivant organigramme technique de produit:

. Suivi et utilisation
. Collecte des Mise en place des
Formation - R des cartes de Analyse
besoins cartes de contréle N
controle
Collecter
1 SPC Vision _parametres . 1 Paramétrage || Gestion des Proposn'gon de
critiques produit alarmes solutions
et process
Demandes de Methodolog.le/ N
N Documentation, Régles Nouveaux
= Check and Go = carte de controle P = e .
SPC création de d'utilisation indicateurs
procédures.
{ '
Duplication
- Qu@laxy interface sur = Qui fait quoi Rapports
= postes
production +
utilisateurs —
\ y Définir les
|| alarmes et les
actions qui en
Donner des découlent
formations

Figure 3. Product Breakdown Structure (PBS).

Le but est d’améliorer la gestion de la production de Tronics, en collaborant avec I'équipe de la chaine
d’approvisionnement, via la configuration d'un progiciel SPC. Les principales missions de travail sont :

- Le paramétrage de 'outil SPC Vision, avec la création de gammes de controle.
- Mise en place de I'outil Qual@xy, servant a faire des extractions des données.

- Force de proposition sur 'amélioration des outils existants.
- Participer au test et a 'intégration de ces outils (remonter les différents bugs, proposer des

solutions en accord avec les besoins de Tronics et les possibilités du logiciel)
- Participer au déploiement en production de ces outils : installation, mise en place des bonnes

pratiques, formation.

- Définir les nouveaux indicateurs.

- Création des rapports associés.
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IV. MSP : Maitrise Statistique des Procédés

Qu’est-ce que la MSP ?

La Maitrise Statistique des Procédés ou SPC (Statistical Process Control en anglais) est une méthode mise
au point vers le milieu des années 70 par FORD aux Etats Unis afin de diminuer les rebuts, améliorer les
processus industriels et acquérir une culture « d’objectif cible »

Toute entreprise cherche comme objectif la satisfaction de ses clients, et en conséquence une bonne
relation Qualité/Cott/Délai. Le principal probléme qui intervient sur ce triplet est la variabilité. Les
pieces fabriquées par une machine sont toutes différentes, et ces variations proviennent de I'ensemble du
procédé de production.

Un procédé est 'ensemble des composantes qui permettent de fabriquer un produit, résumées
généralement par 5M: machine, main d'ceuvre (opérateur), les méthodes (gammes de
fabrication/réglage), le milieu (environnement) et la matiere.

Méthode Procédé Milieu

F

Produit

SPC : contrdle par
prélévements

PRODUIT : contréle
systématique

Matiére liere Machine Main d’oeuvre

Figure 4. Diagramme Ishikawa. Facteurs origine de la dispersion sur un procédé.

La qualité d'un produit est assurée par le procédé, donc c’est le procédé qu’il faut contréler. Quand on
contrdle le produit, c’est déja trop tard et trop coliteux.

En maitrisant la variabilité au long du processus, une plus grande satisfaction des clients est garantie,
donc on diminue les cofts inutiles en produisant mieux et moins cher. Et pour maitriser la variabilité des
processus il faut une démarche statistique MSP, qui ne consiste pas a mettre en place quelques cartes de
contrdle, mais a suivre tout un processus :
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Il est essentiel d’'intégrer dans la culture de I'entreprise le principe de I'objectif cible, de la matitrise de la
variabilité et le principe de la combinatoire des caractéristiques élémentaires.

Histoire de la MSP

1931 W.A. Shewhart définit les bases du suivi et du pilotage par cartes de contrdle’.

1944 W. Edwards Deming’ disciple de Shewhart applique la méthode de la SPC aux Etats-Unis pendant
la Seconde Guerre mondiale.

1948 Deming a également contribué a l'introduction de méthodes de la SPC a l'industrie japonaise
apreés la fin de la guerre.

1970 La mesure et le suivi des capabilités sont formalisés et admises dans l'industrie automobile
américaine.

1980 Face au succes de 'industrie Japonaise le SPC se déploie dans I'industrie automobile frangaise.
L’ouvrage interne du constructeur automobile FORD' est un des premiers ouvrages de synthése
connus du grand public au niveau mondial sur la MSP.

2000 Le SPCintéresse les industries a forte valeur ajoutée (aéronautique, électronique,...).

microsystems ENVISION MEMS | DELIVER MEMS
Définir Identification des parametres critiques du procédé
Mesurer Vérification de la capabilité du moyen de mesure
5
Analyser Observation du procédé et calcul des capabilités £
c
o
o
S
Controler. Suivi et pilotage per carte de contrdle. Détection des causes =
Améliorer. spéciales. Rechercher les sources de variabilité et la réduire. E
@
S
<
Standariser Optimisation du processus.

Figure 5. Démarche de maftrise statistique des processus.

> Shewhart, 1931. Economic Control of Quality of Manufactured Product. Van Nostrand Co. Inc Princeton.
® W. Edwards Deming : Consultant américain au Japon.
" Ouvrage interne FORD : Ford, 1982. Statistical Process Control, Instruction Guide. Ford Motor Company.
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Logiciel SPC Vision

SPC Vision est un logiciel de maitrise statistique des procédés qui permet I'enregistrement des mesures,
l'affichage des cartes de contrdle, les traitements o
statistiques, etc. On peut s’y référer comme SPC ou e el
partie exploitation. Accompagnant SPC, on trouve un ‘
logiciel de configuration/paramétrage et un logiciel
de reporting.

" ~-Consultation

Base de

Données RS ” DASHBOARD %
SPC vision| — —
[ Ateler w

V
\
I

i

SPC Vision repose sur une base de données (SQL ‘\‘ : @D_ ;
Server ou Oracle) ou sont enregistrés : 5=
- Les mesures, les valeurs de tracabilité, etc. \ : ﬂv’)' "‘ _ /
- Les éléments de configuration (ateliers, ‘i i ﬁ .

produits, gammes, etc.) =
- Les événements de production.

La partie exploitation® du SPC Vision permet de piloter le procédé, en faisant la saisie des mesures et en
affichant des cartes de contrdle. C'est dans cette partie que les opérateurs interviennent et ou les
ingénieurs voient les possibles alarmes, peuvent vérifier si la production est contro6lée ou s'il faut modifier
quelque parametre ou réviser un lot ou machine précise. C’est dans cette partie que I'on fait 'analyse des
modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC), en assignant des causes et actions
correctives a la variabilité :

J L 25200 v —

Description de(s) alarme(s)

Produit : | Suivi_Piste-1 Tendance centrale
Machine : | PISTE-1
Carac. : | TOK29cp_moy

Alarmes actives sur |a carte 4 la tendance centrale

Carte : | Valeur

Informations sur l'alarme sélectionnée

Date : | 20/04/2015 10:48:10

=
==

Commentzire:  re-mesure ok W18 Acquittement
Valeur : | 238000 Utlisateur:  [Torres-Tuset
Min: 23800.0
Max: | 24835.0 Causes Assignables Actions Corectives
Sigma: |540.1 [cause indéterminée - [Action indeéterminée -

§WSE indéterminée lAmon indéterminée V]
Acquittement | 29/04/2015 113313 [ EE——— 5

Description de la cause assignable : Description de l'action comrective : 35

N

l A voir tout H ¥ Imprimer

[ ) sauver cn

’H Sauver Caract

(* Retour ‘

5 O & o o 5 > S O O O b & S o
o T M s I R T N I O g o R
PSS U U U U U U CSC U U U U U U G RO UL S U

Figure 7. AMDEC gammes de contrdle. Causes et actions correctives & assigner a nos alarmes.

La partie configuration du SPC permet le paramétrage des cartes de contrdle et de tous les éléments
utilisables dans SPC Vision. Il permet de modaliser :

- Ateliers et machines

- Produits, caractéristiques mesurées

- Gammes de de contrdles et cartes associées
- Tracabilités

- Instruments de mesures, etc.

De plus, ce paramétrage est partagé avec la GPAO.

& \Voir annexe 5. Partie exploitation et partie configuration de SPC Vision.



tronics|ll

microsystems

Modules complémentaires SPC Vision

1) Import SPC

Licence pour permettre I'import de données sur la base de données Check n Go / SPC. Apres avoir fait une
macro® en code VBA pour passer les données des ingénieurs au format spécifique que demande SPC
Vision, I'avoir testée et vérifiée, on a eu le besoin d’acheter cette licence afin de ne pas perdre I'historique
de mesures de I'entreprise. Ce module a été beaucoup utilisé, et une procédure a suivre a été écrite et

communiquée aux utilisateurs*?,

2) Module corrélation

Le logiciel Corrélation permet de chercher s’il existe une relation entre deux ou plus séries de valeurs (X,
Yn), en calculant pour cela le coefficient de corrélation suivant la méthode des moindres carrés. Les séries
de valeurs doivent étre liées par une bijection, c’est a dire, une valeur de la série 1 est associée a une et
une seule valeur de la série 2. Il est possible de synchroniser les données par date, par n° de lot ou par n°
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mesure.
Comélation
Sans nom Graphe | Tableau des valeurs | synthése | Graphe mutiple
Wi% CD5_GRAV_18_M / CD21€] | )
- w " \!‘ CDS5_GRAV_18_M : X-->X: CD2_16_M : Y-->Y; r = 0.9679 - r* = 0.9369
0.060
o o
Sélection des caractéristiques 3 coméler
14-GRAVURES_METAL1
18-GRAVUREG_METAL2
@)1 CD5_GRAV_18 M : X
CD5_GRAV_18 H
CD5_GRAV_18.G
0.060 CD5_GRAV_18.D
CD5_GRAV_18 B
CD11_ETAPEI8 FAR
CD11_ETAPEL8 FAV
22 - NETTOYAGE
62300_DISPO
G2300_DISPO_GC
NEDAT/EVAD.D ¥
Label Caractéristique X Formule Formule
0.059 »  CD5.GRAV_18M/CD.. CD5_GRAV_18.M [x-2x »|co216 M [X->x. |
& Effacer \ \/ valider
0.058
0.058
0.588 0.599 0.610 0.621 0.632

{ xc(wh, ‘ ¥y Acwalisec

Sélection
@ 30 2| derniéres mesures

N*_Wafer entre
et
Date entre
et 1106
Synchronisation

Date )

Nom étude

Figure 8. Module corrélation.

Jai été chargée de sonder les possibilités offertes par ce module. Cet outil s’avére pratique pour
représenter une caractéristique en fonction de 'autre, pas faisable depuis SPC Vision. On a pu obtenir une
période d’essai de ce module et prochainement la licence sera achetée vu le besoin des ingénieurs pour

I'utiliser.

°Voir Annexe 8 : Macro Import SPC.

19\/oir Annexe 7 : Manuel création et importation de gammes dans SPC Vision.
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Qual@xy Dashboard

Le logiciel Qual@xy est une application Web permettant d’analyser les données en provenance d’une base
SPC Vision et/ou Check’'n Go, soit a partir des indicateurs statistiques de qualité, soit a partir de la
recherche des mesures.

En voici une présentation rapide :

- Page « Home » : page présentant une vue globale sur I'état des principaux indicateurs de qualité
de l'usine. Dans la premiére ligne, un état pour chaque indicateur est affiché (bon état ou soleil,
moyen ou nuage, mauvais ou pluie). Dans une deuxieme partie, qui détaille la premiére, il est
possible de voir les six graphes suivants (personnalisables dans des versions futures du logiciel) :

o Evolution globale de I'indicateur Ppk!!
o Pareto de l'indicateur Ppk par machine
o Tableau des alarmes par produit
o Evolution globale du pourcentage des mesures hors tolérance
o Evolution du pourcentage des mesures hors tolérance par produit
o Evolution globale de I'indicateur opportunités par niveau.
] Qual@xy - Portail qualité Home Qualité  Administration Bienvenue  Dieguez  Deconnexion 1IEE™ @
Capabilité process Non conformités Right First Time Alarmes Stabilité Opportunités
N N\ \ \ N\
e ‘ & 284, 284, ‘ .
i Y “ E N \
~ - ~t -
“ “ . . “
¢ ¢¢ AN vt ¢
Capabilité process - Ppk - Tendance globale Capbilité process - Ppk - par machine - Worst 5 Alarmes - Nb alarmes acquittées / Nb alarmes - par produit

Produit

SuWi_RCARRE-2
Sulvi_THK-1
51450 B
Suivi_INSPEC-1
Suivi_INSPEC-10
Suivi BOND-5

aotd oy PrCR o8 o) VEY ) 40 018 o
e’ . M@e - el !m\zx s ey GOME aCh® e ol o
Non conformités - % HT - Tendance globale Non eonformités - % HT - par produit - Tendance Worst 5 Opportunités - Nb. carac par niveau - Tendance globale
—— G2300_ME_GP
. 1 NITRO_POLE_RETOUR -
—— ULTIMES_B_DISFO
—— Suii_TTHZ
A A —— NEXTRON_ME
NAA T
XV V™A
54 | s
20 - i I_
04 1 I 1
A M g e e e® A gt ottt g e o W gttt e e a®
e . (e e e E e s P 4 Al et . s i\mem\ﬁ"' — P et

Figure 9. Logiciel Qualaxy, écran initial.

1 ppk : capabilité centrée long terme.
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- Page «Qualité »: page présentant une vue globale sur I'état des principaux indicateurs de
qualité. Pour chaque indicateur, I'utilisateur peut, avec un simple clic, sélectionner un objet ou un
intervalle de temps pour obtenir une analyse plus profonde sur 'objet choisi. Sur cette page, le
logiciel permet également la recherche de mesures suivant différents criteres.

W Qual@xy - Portail qualité Home  Qualité  Administration Bienvenue Dieguez  Deconnexion 1IEE™= @
Qualité Capabilité process Date début: juin 201
Qualité -
Cp Cpk Pp Ppk TNC ‘\(
e Ppk - Tendance globale
Capabilité process. 1000 .
Non

Right First Time

Alarmes.
Stabilit
Opportunités
Par objet
Vue globale
Extraction de données BestS | Worst5 | Tendance Best5 | TendanceWorstS | Données
Ppk - par atelier & Ppk - par machine =Y
50
40 5
20 49
24
24
10 1
0 0
e WE Al . et ot A el ot o
et ot e ot g M &P Wb P P e
s \oa BT e tE | uERee e e W S
ot £ £
ppk - Données glabales
Ppk - par produit ® &/
Mois Ppk Moyen Ppk Mauvais
. Juin 2014 137 (52,1 %) 30114 %) 96 (36,5 %) o
Juillet 2014 131 (384 %) 32(94 %) 178 (52,2 %) o
a4 200t 2014 164 (44,9 %) 53(14,5 %) 148 (405 %) [7]
2 septembre 2014 186 (465 %) 50 (12,5 %} 164 (41,0%) [5]
octobre 2014 274 (477 %) 55 (9,6 %) 245 (42,7 %) o
29 novembre 2014 259(502%) 58(112%) 199 (386 %) @
1
04
o 3 o oh o
i o e @,NJ‘OH w.w“”“ o i 20 t23

Figure 10. Logiciel Qualaxy, partie Qualité.

- Page « Administration »: page permettant de personnaliser certaines propriétés du logiciel
(seuil des indicateurs, indicateurs par défaut,...)

W Qual@xy - Portail qualité Home Qualté  Administration Bienvenue  Dieguez  Deconnexion

Configuration Configuration des valeurs cibles

Valeurs cibles

. - Capabilité process Non conformités Right First Time Roll through yield Alarmes

Labe Libelle

Indicateur défaut Bien Moyen Bien Moyen Bien Moyen Bien Moyen Bien Moy
1 Défaut Défaut 80 60 5 10 75 50 50 25 80

Préférences utilisateur

Figure 11. Logiciel Qualaxy, partie Administration.



tronics|ll

microsystems

Check’n Go

« Mise en place d’un SPC et traitement des données associées »

ENVISION MEMS | DELIVER MEMS

L’outil GPAO que I'entreprise vient de mettre en place (depuis un an et demi) s’appelle Check’n Go (CnG)
et a été fait par la méme entreprise que SPC Vision, la société Infodream. L’objectif de cet outil est

d’apporter une solution informatique pour la gestion des processus d’atelier.

Les opérateurs de production mettent en ceuvre des séries d’opérations sur les pieces selon un
cheminement logique. Souvent, ces opérations sont supportées par des fiches d’instruction papier ou ils
enregistrent des controles, des mesures ou des données de tracabilité. Mais la validation de chaque
opération pour suivre l'ordre des piéces releve de la décision de l'opérateur, et il n'y a aucun
enregistrement informatique, sauf avec une double saisie fastidieuse et coliteuse.

Avec CnG, les opérateurs sont guidés par des instructions claires, toutes les données sont enregistrées

informatiquement, les procédures ou cahiers de lot papier se réduisent et la méthode de travail
s’homogénéise. En plus, les fiches procédés sont consultables en temps réel, donc il n’y a plus le besoin

d’entrer en salle pour savoir a quelle étape se trouve un lot.

Sur I'image suivante, vous pouvez voir l'interface de CnG pour les opérateurs :

00-APPROVISIONNEMEN
01-MARQUAGE_LASER
02aP6-LITHO1_ETALE

02b-LITHO1_EXPOSITI
02cP6-LITHO1_DEV

03a-GRAVUREL
03b-GRAVUREL
04aP6-LITHO2 ETALEM

04b-LITHO2_EXPO
04cP6-LITHO2_DEV

05a-GRAV2 BUTEE
05b_GRAV2 DELAQ

4 07-OXYDATION 2um
> OXYDATION 2um
08a-LITHO3_ETALEMEN
08b-LITHO3_EXPOSITI
08¢-LITHO3_DEV
09a-GRAVURE3 OUVERT
09b-GRAVURE3 OUVERT

Utiiser les nacellos « Oxyde » dédiées &
co depot.

Verier que le programme est —
lancé an controlant  les  consigr Four stloctionné - TUBE 2 ou 3
tompératuro o on goz. amme n"1 2pm

Envoyer le. programme (Send) ol appuyer sur

Attontion - on utikse de FO2 et 66 2. c6 sont
dos "

«Starts.

90z dangereux ! T
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o “4“:“‘5
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Figure 12. Interface de CnG.

Checks et mesures a faire pour valider
I’étape en cours et pouvoir passer a la
suivante
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La liaison entre CnG et SPC Vision se fait a partir des gammes de contrdle ou des produits, qui peuvent
étre partagés donc la base de données des deux logiciels est la méme. Depuis les checks a valider, on peut
avoir des liens qui ouvrent SPC Vision pour faire la saisie des mesures jugées critiques ou pour permettre
la saisie des cartographies wafers informatisées.

SPC Vision - [Mesures par Gamme]
Module Gamme Affichage Configuration de la saisie Acquisitions DOSSIER Réseau | 16/06/2015 17:00:08
I & 2P W . [F P % &
Quitter  ConfSPC  Atelier Mesures Suivi Diagnostic  Impression  Barres-Graphe Commentaires Evénement Statut Zoom (+) Zoom(-)
G2300_ME_GP_GC - CTRL_VISUEL_STRUCTURE - INSPECT_C1
L 01 |02 0304|105 | 06|07 08|09 10| I [i12 13 |14 |'T5
A R o o Jo
B | 0 |0 |0 | o |0 |0 CLIC DROIT sur le label de la caractéristique (« CARTO_... »),
c 0 |0 |0 |0 |0 [0 |0 [0 |0 et clic sur « Commencer saisie ».
p o o Jo fo |0 Jo Jo o Jo [0 |0
E 0 (0o loJo o o o |o o |o|o [0 |o Puis saisir des défauts en cliquant sur les cases et valider.
Fl Jo (oo o o [o o [o [o [[lo |o
Glo |o Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo |o |o o o [0 |o
Hi0o [0 [0 [0 |0 [0 [0 [0 [0 |0 [0 |0 lo lo o
1 |o80 0 0 0 0 0 |0 [0 |0 0 0
‘ | i 1 | 1 ‘L.I.C. LSIE
) (080 0 0 0 0 00 00 00
ko o o [@fo oo 000l | o CARTO_GENE_DISPO - 00 100,0
to oo fofofo o Mo oo oo oo
Mo |0 |0 [0 |o |0 |0 [0 |o |0 [0 [0 |0 |0 |0
N[ o (o [0 |o |0 o o jo Jo jo |o |o |o
»ol o o o [0 jo o [o o o [0 o o []
P 00000000000
Q | 0 j0o o |ofofo [0 [0 [0 [
R 0 0 0 0 0 0 |
y ] |
SAISIE NORMALE Ech. No27 - CARTO_GENE_DISPO - Piéce n®1 /[ 0.0, 100.0]
Sélection Tracabilité / N°_Wafer Validation Acquisitions auto
Machine S e = ESSL £0, [ Valider ’ Départ
Produit  G2300_ME_GP_GC - F12
Gamme  CTRLVISUEL STRUCTURE = & ’ Raz Ech ‘ ’ I Arrét ¢

Figure 13. Defect map

Une des applications les plus intéressantes de SPC Vision est la saisie des cartographies wafer
informatisée, qui permet de voir le graphique qui représente le nombre de défauts par plaque mais aussi
on peut faire une étude en fonction de la position des puces. Comme ¢a, si un défaut est souvent placé au
méme endroit ou sur la méme puce, on pourra investiguer la raison.

Mais méme si les mesures se font depuis la fiche procédé de CnG et si on n’ouvre pas SPC Vision, on pourra
a posteriori regarder la carte de controle depuis SPC pour analyser I'évolution.

Ce sont les motifs qui expliquent l'intérét de la mission de mettre en place le logiciel SPC, la maitrise de
I'outil GPAO et la matitrise de sa configuration et son paramétrage.
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V. Meéthode de travail et ressources

Une gamme de contrdle est un document opérationnel lié au processus de management de la conformité
du produit. Elle rassemble 'ensemble des caractéristiques a contréler avant, pendant ou aprés une
opération de fabrication telles que des lithographies, des gravures, des dépots, des scellements ou des
différents tests.

Une gamme de contrdle porte sur un produit. Elle répond a trois questions :
- Qu’est-ce que je mesure ? (choix parmi les caractéristiques du produit)
- Comment je mesure ? (manuellement, avec des instruments, des capteurs...)
- Comment je traite le contrdle en SPC (taille d’échantillon, cartes, indicateurs statistiques)

Le paramétrage des gammes en format électronique et sa complémentation avec la création des
événements et de différentes tracabilités, permet de supprimer les cahiers de lot existants en format
papier et d’avoir toute I'information centralisée préte pour I'analyse postérieure. En plus, la disposition de
I'information sous forme de graphiques, soit en fonction du temps soit en fonction du numéro de lot, avec
le déclenchement des alarmes quand les limites de contrdle ne sont pas respectées, permet de détecter
facilement des possibles erreurs ou des procédés a changer.

Finalement, I'écriture des manuels avec les étapes a suivre est nécessaire pour permettre aux ingénieurs
filieres de paramétrer eux-mémes leurs gammes dans SPC Vision sans avoir besoin d’avoir recours a une
formation longue concernant le logiciel. Cela permet aussi de standardiser I'écriture des gammes.

Déroulement du stage

Avant de commencer le projet, une décomposition structurée des activités (WBS: Work Breakdown
Structure) a été faite pour recenser I'’ensemble des taches du projet et les décomposer.'? Puis, comme dans
tout projet, 'organisation au niveau timing est nécessaire et une planification sous forme de Gantt en
liaison avec le WBS a été utilisée avec cette finalité.13

Une fois la formation aux logiciels SPC et GPAO faite avec l'entreprise Infodream (fournisseur), une
période d’essai, d’investigation et différents tests a servi pour établir la base de connaissements et savoir
qu’est-ce qu’on pouvait faire avec le logiciel et comment démarrer le projet.

Ensuite, on s’est rendu compte que ce serait dommage de commencer de zéro sans 'historique de données
qu’on avait sur des autres formats, et on a pensé a essayer le module Import pour voir si on pouvait bien
l'utiliser et si c’était la peine d’acheter la licence. On a investigué le format que nous demandait le logiciel
afin de pouvoir importer des données et on a fait une macro pour transformer nos fichiers dans ce format.
Une fois la macro validée par Infodream, la licence Import a été achetée et on pouvait déja voir des
résultats avec nos propres mesures.

L’étape suivante consistait a faire connaitre aux ingénieurs les résultats de nos tests pour leur montrer
I'intérét d’'une démarche SPC, et puis faire une collecte des besoins en parametres critiques produit et
process. A partir d’un fichier d’échange et suivi, on faisait la collecte des cartes de contréle qui étaient soit
a transférer depuis xls, soit des nouvelles cartes issues des données dans CnG, soit des nouveaux
parametres a suivre:

12 \/oir Annexe 3. Work Breakdown Structure
3 Voir Annexe 4. Diagramme de Gant. Planification provisionnelle.
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ﬂ Niveaupric Atelier ﬂ Interlocuteulﬂ Fichiersourceﬂ Commentaires ﬂ Dateréalisationﬂ

- Créé pour Steppelin et

Suivi chuck spot B R N

1 Litho DBA CDL papier Steppelin_V2 w07
Qualifs hebdomadaires sous SPC 1 Litho XTO Reunion le 17/02 will
Suivi SPC G2300 1 NA MCL Reunion le 19/02, 28/04, 11/06
Suivi éguipement profilo-3 2 Métrologie/Dépat ATA wil3
Cartes de contréle A2,12 2 Produit RER Reunion le 12/02, 10/06
Qualifs hebdomadaires / suivi équipement sous SPC 2 Chimie PME w23

Qualifs hebdomadaires / suivi équipement sous SPC Sous-taches MPE

fa

Gravire MPE. w20

Figure 14. Fichier de collecte des besoins SPC.

Deés qu’un besoin était connu, on par‘amétrait14 les gammes nécessaires dans SPC Vision ou CnG, on faisait
les liens qui convenaient et on récupérait les données ou on faisait son importation s’ils n’existaient pas
sur la base de données. Pendant cette étape, on a été confronté a différents bugs dans les logiciels ainsi
que a des points a améliorer. C’est la ol on contactait notre fournisseur (entreprise Infodream) et on
enregistrait toutes les actions dans un fichier d’échange que I'on partage avec eux.

Extract_caract - Estce exhaustif ? Peut-on imaginer par ce biais avoir les Liwé le 02/06/2015

caractarisitiques non utilisées dans un processus ? En sjoutant la

@ |colonne "Produt”, on dewat aveir les colennes "processus” vidss, et donc BMA - . ) Madification des extract Carac Produt et Tragabilts.

100 | T 8ASE |pounir nettayer la base 7 (Nota - idem pour Fextract tragabilités, qui Bvolution | pein3jag1s | MO 1730 Resolu D | Majeur | avr13 || lignes ayant un label check a null sont des champs

semble me donner ns liste exhaustive, mais les lignes sans inutilisés.

label s ne sais pas doi elles viennent_)

102 Analyse des scraps - Qualaxy ? Evolution S’G"%'\MW QUALAXY Aanalyser | D | Majeur | avets [Ser@iniegre & Qualaxy : Pas de délai pour le moment
103 Anslyss des reworks 7 Avec le noweau moduls rewor ? Evouion S8 |auaLay Asnalyser | D | Majeur | avrqs |oorainteoréaQualixy . Pasde délal pour e moment

Ulifser un critére de tragabilts pour conditionner Is calcul duns formule. [Action sunie par Ie support

En fonction dun programme dévaporation {que sera notre tragabilits Ex: spC
104 Crhu Rize, CrAu , Ti 1200 A) et le poids iniial ot final on peut calculer la | %507 vision | 2 Suppert | IDATR

quantité de cetaines matiéres Le choix du programme doit étre une Support -

tracabilits (et non une caract) pour pouoir fitrer les cartes. 281002015

Support - SPC L2 demande dévelution sera analysée en comits

10 Pouvoir enregistrer un modéle de caractéristique globale Evolution |5inap015 | wision | 252 Aanalyser | 1D darbitrage.

Si Jentre les SHs pére / fils dans n ordre différent, la cante muRipls ne Support - SPC
106 pas bien B9 ogoazots | vision | 152 Aanalyser | 1D

Figure 15. Fichier d'échange Infodream.

Ensuite, on organisait une réunion avec les personnes intéressées pour leur montrer ce qu’on avait pu
obtenir et leur expliquer le procédé a suivre a partir de ce moment et comment gérer ces cartographies.
On faisait aussi la formation nécessaire aux opérateurs impliqués. En dernier lieu, on envoyait un mail de
de rappel de ce qu’on leur avait expliqué et deux manuels basiques les plus importants ° (procédure pour
création de nouvelles gammes et procédure pour le suivi des cartes de contrdle) afin qu’ils prennent
conscience de I'importance de cette action. On leur demandait aussi de paramétrer les causes assignables
et actions correctives les plus communes dans leurs ateliers/machines/produits, ainsi que les événements

plus habituels a enregistrer sur ces cartes de contrdle. Puis, on s’est rendu évidemment toujours
disponibles pour les aider et répondre a leurs questions.

EVENEMENTS

Vous pouvez modifier le

Machine Causes assignables Actions correctives Méthode Milieu Autres tableau et Iadaptera vos
outes Pb sur plague résine Requalif Réglage Pause Café ChgtMP  GammeReg PertElec Autres besoins!!
outes Nouveau témain - RAZMachine  Opérateurnonqualifié  ChgtCible GammeFab  PertHyd
SEC-S Pb débit 02 Requalif ChgtPce Autres VU FE LR
Pb iti Clean Chgt Matrice des évenements
Probleme plateau chgt R iy précise_“”m“
Qualif pas bien faite Requalif
PertElec:  Perturbations électriques
PertHyd:  Perturbations hydrauliques
GammeReg: Changementgamme de Réglage
: Gamme de

Clest

seulementun
exemple! A
madifier!

Figure 16. Alarmes et événements a paramétrer dans SPC Vision.

14 paramétrisation selon Annexe 7 : Manuel création et importation de gammes dans SPC Vision.
5 Voir annexes 7 et 8.
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Finalement, on a toujours appliqué la méthodologie Kaizen, amélioration continue, en analysant la mise
en ceuvre de notre outil et nos gammes dans l'entreprise et encouragent l'implication de tous les
ingénieurs et opérateurs. On a vu différents points a améliorer, comme par exemple le bénéfice du temps
qu'on gagnerait en obtenant une extraction des données automatique de certains machines en salle
chaque fois qu’on les utilise. Comme ¢a, on pourrait utiliser la machine et directement avoir les mesures
sur SPC sans les taper a la main. C’est une possible amélioration en cours, qu’on est en train d’investiguer
et discuter avec le fournisseur des machines, KLA Tenkor. Un autre test fait a été I'essai des logiciels sur
des différents tablettes pour une possible implémentation en salle, dans le but de supprimer supports
papier.

Le suivi du stage a été réalisé par réunions hebdomadaires, avec 'application du systéeme Kanban afin de
suivre les taches en cours, justifier les actions faites et voir 'évolution du processus :

Date

Actions - - Priorité [
MAI

Création macros pour import de données.

Licence. Ecrire procédure, puis communiquer et

former les utilisateurs.

Date ini| Qi_y|Statut -

W16 wig ADI |FAIT. 1

cartes faites: LITHO OK, DEPOT, METROLOGIE, TTH, GRAVURE,
Chimie, BE ok

Mise en place des cartes (paramétrage, Prochain atelier: Test (JGU)

formation, méthodologie/documentation,
duplication interface sur les différents postes de
production + autres utilisateurs)

08I, CMA, MCR. formés en litho

0BI formé en métrologie

opés dépét et BE ICR, CME, CSA, YFA & former

Faire réunion avec ingé process pour transfert de leadership : en
cours, mais pb nb de licences en full Quality

Création cartes selon demandes filigres:
GYPRO (environ 5 cartes)
PLANMEMS (enviren 4 cartes)

GYPRO ok,mais imposer un format pour le n® série du lot pére (fait,
mais & tester)
PLANMEMS en cours : refaire une passe pour import données et revue

cartes. Point avec RBR le 10/06

PROFILO-3: Initier la récupération des données
pour import SPC Vision -> extraire puis
transférer fichier plat & Infodream

ATA a rencontré le fournisseur le 08/06, fichier texte & récupérer :
faisable, méthodologie & valider

Module installé

Test sur w23 et W24 du module Corrélation Réunion de synthése planifie le 11/08

Figure 17. Fiche Kanban.

A tenir en compte

La culture SPC doit étre peu a peu intégrée a I'entreprise, et c’est essentiel d'insister sur I'importance de
bien faire le suivi et utilisation des cartes de controle (régles d’utilisation, qui fait quoi, définir les alarmes
et les actions qui en découlent).

En plus, dans une entreprise c’est tres important de partager sa connaissance et ne pas partir avec elle.
Cela estla raison de la création de nombreux manuels d’utilisation et procédures a suivre.

Ressources
Le WBS™ permet également de déléguer et de contractualiser la mission confiée 3 chaque acteur.

Pour le premier niveau (Initiation), 'apprentissage s’est fait a partir des différents manuels d’utilisation
du logiciel, ainsi que des personnes qui le connaissent déja un peu, des formateurs de l'entreprise
Infodream (créatrice de SPC Vision, CnG et Qualaxy) et des différents livres liées a la démarche SPC dans
une entreprise.

Pour les autres niveaux, les interlocuteurs sont les responsables des différentes processus en salle blanche
(deposition & metrology process, lithography process, etching process et Back-end process), ainsi que les
ingénieurs du service « Process integration ». Les clients sont les opérateurs qui utilisent le logiciel au
quotidien pour la production des MEMS.

18 \/oir Annexe 3. Work breakdown structure.
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Difficultés

- Licences.
Dans une entreprise, tout investissement doit étre justifié par un bénéfice a venir, comme
progresser avec nos clients. On a di décider le nombre de clés de chaque profil qu'on voulait
acheter pour SPC Vision :

Licences et options de la base

Licences Options

Qualité 2 Attribut 2
Consultation 2 Attributs avancés 4
Super atelier 0 Tolérancement inertiel 0
Atelier complet 2 RR-CMC 0
Atelier cartes ] Corrélation 0
Atelier saisie ] Contréle réception 0
Moteur d'import 1000 Serie courte 0
Postes embarqués 0 Multi Empreintes 0

Figure 18. Licences SPC Vision.

Tant que notre proposition n’était pas validée par la direction de I'entreprise, on a eu un temps
avec les licences minimum. A cause de cela, on avait des moments ol on ne pouvait pas lancer le
logiciel pour manque de jetons, car le nombre d’utilisateurs simultanés ne pouvait pas dépasser le
nombre de licences.

- Bugs et carences.
On ne doit pas oublier que SPC Vision est un logiciel qui est en cours d’évolution, donc on a trouvé
encore plusieurs bugs et carences a solutionner. On a toujours été en contact avec l'entreprise
Infodream et utilisé un fichier d’échange pour toutes nos demandes (comme expliqué précédemment).

- Beta-testeur en partenariat.
Tronics a été la premiere entreprise a tester la premiere version du logiciel de reporting Qualaxy.

- Disponibilité.
Méme si une personne est tres intéressée pour avancer un projet, parfois 'accumulation de
travail ne le rend pas possible. Les ingénieurs souvent étaient trop occupés, mais finalement
j’arrivais toujours a trouver un petit créneau pour se réunir, discuter sur ses besoins et vérifier ce
qu’on avait avancé.
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- Tracgabilités N° lots (ou wafer)

On s’est rendu compte d'une erreur de paramétrage qu’on a fait depuis le début de l'utilisation de
I'outil GPAO, a savoir qu’il y avait des lots en format « TTNNNNN[_]N* » (quand on le créé en
format automatique) et en format « TTNNNNN[P]N* » (quand on le créé a la main). La seule
différence entre 'underscore et un caractére fait que, en conséquence, il n’est pas possible de

mettre en relation les historiques via I'outil de corrélation.

De la méme maniére, dans ce cas-la les données ne sont pas affichées dans les cartes multiples ou

plusieurs gammes de controle sont synchronisées par N° Lot :

Caractéristique

Couleur

G2300_ME_GP_GC - G2300_Saisie_Test_Electrique - Qte_OK_FULL - Valeur
weokrur [
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Qe ok statiqee [N
nion & 150.000 F Drive Moyenne [N
t-orive piperson [
uzoe /o Qorwe voyerne [
101500 : o orwe vipersion [
// v |
s0800 \/ REMLEM2_Dispersion [
-20300 z 1.’.1‘:‘" s T T T T T T T
'@:@ S oS \'L%
@u\ @\Q @\Q S
OB B i ofE
Ty Sy S Tk
ARTE LA Aa L
e '3'7&9 Gy Gy
& & & &

G2300_ME_GP_GC - G2300_Saisie_Test_Electrique - F_Drive_Moyenne - Valeur
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Figure 19. Carte multiple dans SPC Vision sans probléme de tragabilité.
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VI. Résultats obtenus

Le principal résultat du projet a été la centralisation des parametres a contrdler sur tous les procédés de
chaque atelier, qui implique l'obtention d'une vision globale de ces procédés (a courte terme dans les
cartes de controle dans SPC Vision et a long terme dans Qualaxy), avec une analyse rapide de I'information
impliquée.

Tout au long du stage, j’ai réalisé la création de plus de 70 gammes de controle (avec plusieurs cartes de
controle par gamme), en plus des gammes de contrdle déja existantes dans CnG dont on a pu récupérer les
données et préparer la visualisation des cartes.

Evolution création cartographies

80

60

40

20 -

N° Cartos Acum.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

N° semaine

Figure 20. Evolution création de gammes de contrdle au long du stage.

Toutes les qualifications hebdomadaires des différents ateliers (Lithographie, Métrologie, Gravure,
Chimie, Dépot, Traitements thermiques, une partie de Back-End, et une partie de Test) sont suivis
aujourd’hui par SPC Vision. En plus, le suivi des parameétres de quelques familles de produits (GYPRO,
PLANMEMS) se fait aussi par SPC Vision et est en cours de développement.

Par conséquent, 'amélioration de différents processus a été aussi possible, donc les ingénieurs ont des
alertes chaque fois qu'un parametre n’est pas bon et ils ont déja pu identifier certains problémes dans
leurs ateliers. Les opérateurs travaillent toujours avec ces mémes logiciels pour faire '’enregistrement des
mesures, et 'écriture des mémes valeurs en plusieurs lieux a fini. Une fois que la mesure est effectuée, elle
est rentrée dans la base de données de SPC/CnG et elle génére du coté producteur (fabricant) des cartes
de controle et alarmes, et du c6té client final, un histogramme de distribution et des indicateurs de
capabilité.

Enfin, I'ensemble de 1'équipe de production gagne du temps et on a obtenu un controle des causes de
variabilité dans la production. En plus, le transfert de leadership du projet SPC se fait peu a peu vers les
ingénieurs.

. . N . 17 , . ’1: .
Maintenant il reste a pérenniser ' cette démarche et atteindre des améliorations comme par exemple des
mesures automatiques avec instruments connectés. Et n’oublier pas I'importance de suivre la variabilité
de notre production,

17 Article Jean-Luc Maire / Maurice Pillet, 2000
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VII. Conclusion

Ce stage m’a permis d’acquérir pleinement la démarche d'un projet d’amélioration dans un milieu
industriel. Au sein de 1'équipe supply chain, j'ai pu développer mes connaissances en gestion de
production et base de données, ainsi qu’approfondir dans le monde du contréle de la production avec un
logiciel SPC plutét complet mais encore a fortifier. Egalement, j’ai pu voir tout le processus qu'’il faut faire
pour le développement et I'intégration d’un outil dans une entreprise.

J'ai pu vivre un stage dynamique, dans lequel je ne suis pas restée dans mon bureau toute la journée, car
jal pu animer des réunions avec tous les ingénieurs et j’ai pu aussi travailler en salle blanche avec les

opérateurs. Grace a eux tous, j’ai pu créer plus de 70 nouvelles cartes de contrdle qui sont déja en
fonctionnement, ainsi que 6 procédures a suivre (pour l'instant).

De plus, a travers ce stage, j'ai pu découvrir le milieu de la nanotechnologie d’'une maniére appliquée, ainsi
que la grande importance qu’ont les MEMS aujourd’hui et ses étapes de fabrication.

Finalement, j’ai pu prendre conscience de l'intérét du travail en équipe et de la communication (pas
seulement avec I'équipe de l'entreprise mais aussi avec les fournisseurs), de la planification, de la
présentation des résultats obtenus, de l'analyse de défaillance de nos méthodes et de la force de
proposition.
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Annexes
Annexe 1. Organigramme entreprise
General
management
Communications
& Public
Relations
Intellectual |
Property
Quality
management
. . High
Advanced il Szt i G Performance Industrial Philippe Finance &
MEMS A (CEMELIEr Inertial Operations Administration
Foundry Market P I IMarc
Products
Production
Test.& . eI Proces; Planning & Manufacturing Reporting
Caracterisation development Integration >
Purchasing
Charles
Bruno
=1 Lith h
fthography LCEIUE Accounting
Deposition &
| Metrology Maintenance
Human
Resources
- Etching
|| Sales/Purchase
Administration
=4 Back-End

Figure 21. Organigramme entreprise.
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Annexe 2. Plans des bdtiments
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Annexe 3. Work Breakdown Structure

Mise en place d'un SPC
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données associées

I T T 1
Initiation Premiers exemples Exécution de la Control
concrets masse
Se documenter sur le Collecte des fichiers | Installation SPC sur | Traitement des
progiciel et des paramétres différentes postes données

S'informer sur la

N . Collecter différentes Paramétrage cartes - .
situation de d des d sle. definiti Amélioration
— l'entreprise et son == demandes de cartes == controle, definition continue (Kaizen)
de controle des alarmes

procédé actuel

Réunion avec chaque Formation et

Tests sur SPC Vision, responsable de . Procédures a
o X — = explication des —

exercicies pratiques demande pour proposer

définir les besoins

régles d'utilisation

Accord de procédé a

== Formation SPC — -
suivre

Retour sur ces
b premiéres mises en
place

Figure 24. Work Breakdown Structure.
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Annexe 4. Diagramme de Gant. Planification provisionnelle.

Annexe 4
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La partie exploitation de SPC Vision contient 5 grandes écrans :

- ATELIER: visualisation globale et sélection des productions

|1 SPC Vision - [Visualisation de I' Atelier METROLOGIE]

« Mise en place d’un SPC et traitement des données associées »
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L’écran est divisé par deux parties, une pour le suivi de la production et une pour le suivi des
équipements de chaque atelier (la figure 25 montre I'atelier métrologie). Chaque carré représente
une machine différente et chaque ligne un produit. Pour le méme produit, on a autant de

il
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Figure 25. Ecran Atelier du SPC Vision.

bonhommes que de caractéristiques qu’on suit.

La couleur des bonhommes dépend des alarmes. Si une caractéristique contient des valeurs hors
spécifications qui ont déclenché des alarmes et qui n’ont pas été acquittées, la couleur sera rouge.
Si la caractéristique contient des valeurs hors tolérance dont ses alarmes ont été acquittées alors
la couleur est bleue. Et finalement, si la caractéristique ne contient pas de valeurs hors spécs, sa

couleur sera grise.

SUIVLQUALIFS_METROLOGIE

Suivi équipement
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CARTES : visualisation des cartes de contrdle et des alarmes
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Figure 26. Ecran suivi cartes de contréle dans SPC Vision.

Dans cet écran on voit deux graphiques, la graphique a la tendance centrale en haut et la
graphique a I'étendue glissée en bas (modifiable pour des autres différentes graphiques). La
frange vert est dans les limites de contréle, la frange jeune est comprise entre les limites de
controle et les limites de tolérance et la frange rouge est hors limites de tolérance.

S'il y a des valeurs hors controle, alors la ligne de la courbe devient rouge, et sur la barre des
événements il apparait un triangle indiquant une alarme.

DIAGNOSTIC : analyse des données et des indicateurs
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Figure 27. Ecran diagnostic dans SPC Vision.
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C’est dans cette partie que I'on peut faire une analyse des distributions (Histogramme, Droite de
Henry) et voir les indicateurs primordiaux (capabilité, normalité).

- MESURES : saisie des mesures et des tragabilités (écran « opérateur »). Ecran paramétrable selon
gamme dans la partie Configuration.
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Figure 28. Ecran mesures dans SPC Vision.

- JORNAUX: Journal des alarmes, des événements, des dossiers, des saisies, numéro de série et des
audits.

Et puis, il y a la partie configuration du SPC Vision, oll on parameétre tous les ateliers, produits, gammes de
contrdle, productions, tracabilités, cartes multiples, postes, profils utilisateurs...
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@ - a8 eGP (= || Fogsaseca GsECAC Suiv GSEC4 = =
47 AXO_CAPOT 566 [sec-s.c GSECS.C Suivi GSEC-S = =
Pocids | e ax00sp0 | | || Mogr Josece.si GSECH.S: Su_GSEC6 = =
-7 AXO_ME_GP [‘s68 [Gsec-6_si02 GSEC-6 502 Suivi GSECS. = =
,-_=' -7 CORTOR&D.E | || "seo [rvap HEVAD Suiv HFVAP. = =l
Goma | -7 DAVSBE [s20 fnsoec ¢ INSPEC-1C Suivi JNSPEC-1 = =
-7 DAVIS CAPOT. [ 573 |muspec-10 ¢ INSPEC-10_C Suivi INSPEC-10 =] =]
& DAVIS_0I5P0 [s72 |inspec-2 ¢ INSPEC-2.C Suivi_JNSPEC-2 =] 24
G- DAVS VBOISH | | ['s73 Jispec-3.c INSPEC-3.C Suivi INSPEC-3 = =
Fegopemet | 77 DAVIS MBME | || Mo7a |ag2-c Mag2.C Suivi MAS-2 [v] ]
-7 DAVIS ME 515 |Maga-c M63-C Suivi MAS-3 =] =
97 G140 BE (576 |Mee-2.C MEB-2_( Suivi MEB-2 =l [¥]
-5 G0 CAPOT | ['s77 |MeE-2_Contrble panamatres MEB-2_ Controle parametres Suivi_MEB-2 =] =
@3 GUS0DIP0 | I['53g |NAND4_OXYDE-2um NANO-4 OXVDE-2um Suivi NANO4 = =
@77 GI4S0_ME_GP [ 570 |Man0-4 sv-1 4C Suivi NANO-4. =| =]
@7 62801590 [ 580 [PrsTEL-C-AMONL. PISTEL-C-AMONIL Suivi Piste-1 =] ]
w90 G008E | |[say |pisTer-C 51818 PISTEL-C-SIE18 Suivi Piste-1 = =l
7 62300 BE | 582 |pisTEx-C-SOLGEL PISTEL-C-SOLGEL Suivi_ Piste-1 (=} £
47 G2300_BE GC [ 583 [psTER-CTOK PISTEL-C-TOK Suivi_Piste-1 =] =l
i1 G2300_CAPOT [ 584 |PrsTES-C104-TOK2S-25000 PISTES-C1R4-TOK29-25000 Suivi_Piste-6 =] =l
62300 CAPOT. ||| 585 [PrsTEs-C21R1-518-25000 PISTES-C21R1-518-25000 Suivi Piste =] =]
G230 p1se0 [ 586 [prsTes-cau Suivi_Piste§ =] =l
62200 DISPO.C ||| 587 [PrsTES-C21R2-1v-25K PISTES-C21R2-V-25K Suivi Piste-§ =l =l
62300 ME_GP [ 588 [PrsTES-C21R3-nFR-35K PISTES-C21R3-NFR-35K Suivi_Piste§ =] =l
62300 ME_GP. [ 589 | PISTES-C22R1-PFR-9600 Suivi Piste = =}
63300 BE [ 590 |prsTEs-c22R2-AR-T400 PISTES-C22R2-AR-7400 Suivi Piste = =
63300 BEGC [ 501 [prsTes-cazn3-ganc-s00 PISTES-C22R3-BARC-300 Suivi Pistes 3 =
63300 CAPOT [ 502 |PROFILO-1 FalBLEP PROFILO-1 FABBLEP Suivi PROFLO-1 = =
63300_CAPOT. | 593 |pRoriLO-1 FORTEP PROFILO-1 FORTEP SuviPROFLOT v =l
G30.015%0 || [Tso4 [PROFILG-3_FAIBLED PROFILO-3 FABLEP SumPROFLOS | =
6330001590 || "595 |pROFILO-3 FORTEP PROFILO-3 FORTEP Suv PROFLO-3 | =l
G MeGP || sas TovD-1 au VD1 A Su PVD-1 = =
G300 MEGP. | 597 |pvo-1 i PVD-1Wn SuwiPVD-1 =l =
G0 GHNBEGC || [T58 |pvD-2 AU PVD-2AU Suivi_ PVD-2 i i
o || % sex.carot |\ Toup-2 cu PVD-2.CU Su_PVD-2 = =
— U 64030 CAPOT. || 60 [PvD-2 Nt V02N Suivi_PVD-2 =] =l
6w0300890 | Megy Jpvo-2.1 ovD-2T1 SuwiPVD-2 = =
64030 01500¢ /|60 |RCARRE-1_CrAus RCARRE-1_CrAu Suivi RCARRE-1 =l =l
G-9 G MEGP | Mgy [RcarRe.1w RCARRE-1W SuMRCARRE1 =] =
64030 MEGP_ || 04 [RCARRE-2_Critu RCARRE-2 Criu SuM RCARRE2 < =
GEo7 605 [Rearee-2 v RCARRE-2 W Sui RCARRE2 < =
-7 GEOT-P BE 606 [Rcarne.s Crau RCARRE4 Crau SuiRCARRE4 | =l
4 GEOT_BE 607 [Rearee-4 v RCARRE-4 W Suvi RCARRE4  ~| =
3 GEOT_CAPOT _ || 608 [SOLEX-1 C SOUEX-1.C Suivi SOLEX-1 =] =]
ceny twon , "
I

Figure 29. Ecran ConfSPC
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Annexe 6. Manuel Suivi cartes contréle ingénieurs

Annexe 6

tronics|ll

microsystems

Suivi des cartes de contréle dans SPC Vision

Limites de tolérance et lMIteS de CONTIOIE. ......c.eiiiuiiicie ittt s e be e e sae e s srae e saae s 33
GESLION TES AIAIMNES. ... veiiceiii ittt ettt ettt e ettt e et e e eb e e e bt e e eb e e e bt e e ebeeeabe s st eesabesebeeeabeseabessabessbasssbessabeessbessbessres 35
INNIDET OU INVATIOET GBS MESUIES. ....ceviiivie et eetee et etee et e et ee e bt s et e e et e s e eb e e s sbeseebeeebesssbassbesssbaesbesssbesebesssbasebenas 36

VT 1= 0 0 LT3 RO 37
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Limites.

« Mise en place d’un SPC et traitement des données associées »

Modifier les limites de tolérance

Dans Conf SPC - Configuration = Produit, on fait double clic sur notre produit:

ENVISION MEMS | DELIVER MEMS

@ Tous les produsts -
| & CoRTa Produits
3‘_ #-W DSA Five: | .
Asber 8- % GEO - ; ¥
5% NITRO Oéfnkion | Suutioues | Atichage | N Sése | Partage | Avence | dndomations
A 8 OW PLAN MEMS [ _Label I Libelté | 2 Progus Pére
5% VASCO | 52 [GvPROZN0 GYPROZ0 CORTO ] =
Fanda 5 W ZEPPELUN [ 53 [meTro-28 caror Produit METRO 28 CAPOT WAGELLAN > =
P W pAGELLAN | s¢ |METRO-28 OISPO Produst METRO-28 PREPROCESS WAGELLAN =] =
E& & N.pf"' JL N_Port 55 epont fd i
Prod p-IT Suivi Alga-1 | % INEXTRON BE Produt Pére NEXTRON DsA ) =]
800 Sum (VD [_57_INEXTRON CAPOT BOT Produst_Nestron_Capot_Bettom DsA > |NEXTRON ME =]
‘U,} £o00 Sumi_EVAR-2 | S8 [NEXTRON_ CAPOT_TOP Produit Nextron_Capot_Top DSA ¥ |NEXTRON_ME £d
5 Survi_EVAP-3 F_”__ NEXTRON _DISPO Produt Netron Despo DsA ¥ |NEXTRON_ME Bd
Procéds 77 SuiNSPEC-1 ||| g5 [NEXTRON_ME Produit Netron Middle_End DSA > |NEXTRON BE =]
— 850 SuniINSPEC10 ||| g [NITRO DIPO Produt NITRO_PREPROCESS NITRO ~] =~
o 900 SunUNSPEC2 || 62 INITRO_POLE RETOUR Produst NITRO_POLE_RETOUR NITRO =] ]
G 897 SumINSPEC-3 ||| 63 |STEPPELIN Steppein ZEPPELIN ~ )
B Suii MAS-2 [ &4 JsTEPPEUN V2 Steppein V2 ZEPPELN £ X
5 -5 SuniMAS-3 |65 |Sums Aliga1 Suivi_Abga-1 i ]
37 Suivi masse EVAP ||| 64 |5y CVD-) Suivi CVD-1 | =
Regowpement | (5 1 Suni MEB-2 [T67 Joums Evaw.2 Sune EVAP-2 -l g
[ou_Jrunacs opo Produt TUNIC3 PREPROCESS WAGELLAN = =
Poducons {95 [uume_sost Produit ULTIM_SDB1 WAGELLAN - -
_Tmgaieés | 96 [ULTIMES B_DISPO Produst ULTIMES_DISPO WAGELLAN o £4
Joumal de bord | 97 |ULTIMES B DISPO _simple  Produit ULTIMES_DISPO_simpiéite WAGELLAN ] =
NG [ a8 lummes casor Produit ULTIMES CAPOT WAGELLAN | =
Dans I’onglet « Limites » on introduit les limites inférieure et supérieure (LIT et LST) :
Caractéristiques de A
| Définition I Propriétés I Statistiques [ Limites § Partage I Avancé |
Label | Libellé Nominal | LT ST | Cible [ 1sc LA LsA
| 1 |carac Caracl -1.000 1000 0.000 -0.599 059  -4.000 4000
| 2 |carac2 Carac2 -1.000 1000 0.000 -0.599 05%9  -4.000 4000
3

Une fois les limites changées, on sélectionne les lignes des caractéristiques en question et on met a jour

les limites :

EQEY I

-C o mom P

=] g

5w

Exporter Type affichage Maj prod. § Maj limit - Brute
E—
its =~ B - =
= ‘ Produit Suivi PVD-1
Label : [Suivi PVD-1
Options de mise & jour de productions : ‘ Suivi_PVD-1
M Définition | Statistiques I Aff
Nombre de productions & réinitialiser : 2
1
Mettre  jour les limites
-1 [ Mettre & jour les limites de contréle
1
2 Recalculer les limites de contrle
23
I .
i valider l l * Retour l - .
: I v S ctéristiques de Suivi_PVD-1
.:_1 | D éfinition | Proprigtés | quEs T e T
-2 Label Libellé MNominal LIT LST Cible LSC L1A LSA
=3 1 Au R centre 0.350
-4 [ 2 |AuRhaut Au R® haut 0150 0230 0190 0.214 0030 0.350
£5 [ 3 |AuR*droite Au R droite 0150 0.230 0.190 0.214 0.030 0.350
-6 4 |AuR®bas Au R’ bas 0150 0.230 0.190 0.214 0.030 0.350

Dans la courbe de SPC Vision un événement sera créé automatiquement en informant du changement

de limites.
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- Modifier les limites de contrdle ou les limites de la courbe étendue glissée

Dans I’écran de la courbe correspondant dans SPC Vision, on clique sur « Diagnostic » :
Module Edition  Saisie  Sélection

hOBAS

Quitter = ConfSPC Atelier Mesures Suivil Diagnostic,

Aultiples  Caractéristique globale  Gestion des piéces 7

P iy 7V wmoan M @ g [

Affichage Sélection Evénement Curseur Modes Recharger

20 D1 Ul
- Suivi_CVD-1
3@ EVAP-2
- Suivi_masse_EVAP-2
3@ PVD-1 0.560
-9 Suivi PVD-1
=@ PVD-2 0.440 0.440

&% Suivi_PVD-2 0.400 0400 399
=l PVD-2 CU
= 0.350

=W - g
o PvD-2.T1 0300 V4 0360 \/ - 03!

e
A Ti R* moyenne
H = 0.300 0.300

~. £ [TiRange 0.270

On clique sur « Recalcul » :

he | Edition  Caractéristique globale | ? Données sélectionnées o= || &%)
ﬂ W m:” = @ @ = 7<‘ . @ Mesures du 11/12/2006 11:46:36 au 20/05/2015 09:58:04
Vi Diagnostic | Affichage Full Report | Sélectiff Recalcul ion Johnson Barre graphe | Synthése | Instrument & defoiles
S Valeurs avant retouche
- Ti Range =
Unité
0.770 Norme 1SO-TS!
ur 00000
LsT 07000
0.560 Nb VI 24
VI Hors Tol 2
0.350 Moyenne 0.5008
Sigma n-1 06477
0.140 ) 0.180
Ppk 0.102
LLT.
-0.070
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TNC 598926

Histogramme des distributions Ti Range Droite de Henry K°'"‘°9°'°V-
chi® pratique 7606
24 24985 chi? théorique
Normalité
21 oy |

On obtient 1’écran suivant, ou on peut changer a la main les limites de contréle de la carte centrale ou de
I’étendue glissée :
Limites de contréle : Recalcul

Carte 3 la tendance centrale Carte a la dispersion

Cible LLC. LS.C. LIC. LS.C.
Waleurs actuelles | 0,3500 110 IR Valeurs actuelles L0000, N 2045
MNouvelles valeurs |0,3500 0,1404 Mouvelles valeurs 0,0000 0,3045

Etendue |Ecart-type | Ecart-type calculé | Cp 0bjecli[| Ecart-type déduit | Ecart-type calculé

Moyenne calculée = g 5008 | Sigma déduit des LIC et LSC de la carte & |a tendance centrale
Etendue Moyenne = 5517 Sigma déduit = posg9
LSC = 14784 LS.C = p3045
- S
LIC. = -pa767 LLC = p,0000

Rester centré sur la cible actuelle

\/ Prendre en compte ces limites l Q‘ Retour l

S _ ——

34
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Alarmes.

Lorsqu’un point déclenche une alarme, un triangle rouge A apparait dans la barre des événements, el le point
concerné est affiché en rouge. De plus, la caractéristique prend la couleur rouge dans 1’arborescence a gauche,
ainsi que tous ses « objets supérieurs » (gamme, produit et machine).

- Acquitter des alarmes
En cliquant sur le triangle avec le bouton gauche de la souris, une boite de dialogue apparait :

Description de(s) alarme(s) [

Tendance centrale L POSSlblllte ~

. — d’acquittement
Inf.ormatlon surle - pE— g
point en alarme

Carte : | Moyenne
Val. cliquée : | ***
Date :|17/11/2008 11:12:44

Informations sur I'alarme sélectionnée

Commentaire : V| Acquittement

Valeur : 711'894 Ll Utilisateur: | INFODNCAM

i Min : | 11.500 mm
Max i 171.995 mm ] Causes Assignables Actions Correctives
Sigma: | 0.220 mm [Cause indéterminée \ '} [Action indéterminée v] I
\
[Cause indéterminée \ V] IAcﬁon indéterminée v ]
o A \
f sl oLt [Causel erminée \ VJ [Action indéterminée v}

DesgAiption de la cause assignable : Description de |'action corrective :

Insertion d’un
H commentaire

Cause du point
en alarme [ &, Imprimer H ) sauver £ch

Pour acquitter une alarme, il suffit de cocher la case « Acquittement » et de Sauver la caractéristique.

Lorsque vous avez acquitté une alarme, son triangle devient bleu ﬁ
Lorsque toutes les alarmes d’une gamme ont été acquittées, la gamme prendra également la couleur
bleue dans ’arborescence (et ainsi de suite pour le produit et la machine).

- Causes assignables et actions correctives
On peut affecter jusqu’a 3 causes assignables et 3 actions correctives a une alarme.
Les alarmes ayant des causes assignables sont identifiées par un rond blanc ﬁ ﬁ .
Les alarmes ayant des actions correctives sont identifiées par un carré vert E ﬁ ﬁ ﬂ .

Assigner des causes et actions a une alarme est important pour savoir la cause d’instabilité de notre
courbe et définir ce qu’on fera en conséquence.
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Inhiber ou invalider des mesures.

Si on a fait une mesure qui n’est pas représentative, on a la possibilité¢ de I’invalider ou I’inhiber. Dans ce cas
elles ne seront plus prises en compte dans les calculs statistiques.
Les valeurs invalidées figurent sur la courbe en grisé ; les valeurs inhibées ne figurent plus sur la courbe.

Ecrous 12 mm - In_Diamint - Moyenne

Exemple de mesures invalidées (gris
foncé)

Exemple de mesures inhibées

Pour invalider, inhiber et revalider des mesures on peut faire clic droit sur le point de mesure :
b |
|

| Saisie Mesures

Rouvrir le dossier

Invalider
Inhiber

Revalider
J Recherche n® de série
|

Disque inertiel

Ou bien, on peut le faire & partir du tableau des valeurs tabulées (raccourci [Ctrl]+[T] ou clic gauche sur

I’écran):
In_Diamint

Numeéro Date Valewr Dispersion Statut Trace 1 Trace 2 Commentaires Commentaire sur la carectéis
oz 167 L2005 L0103 | 12001 9N e |2 b
68 1O8; (02032003 150103 | 11,989 | 0070 Ve bab o]
89 65 03,05/2009 13:01,03 | 11.952 0.029 Vahae 21 50
70 70 (040520 a3 _‘ ;‘f:i :'.7,1:747 EV"L‘:", :i' ;517
n n |05,05/2009 13:0:03 | 12.023 | 0.045 |vaide |21 |SD
2 1 06/05/2009 13:01:03 | 11,965 | 0.020 |vahoe |21 |so
731|738 07,05/2009 130103 | 12004 _|0.026 jYada. @l 150
4 74 (080572009 13:01:03 | 12003 |0.013 |vade |21 150
75 |75 09)05/2009 13:01:03 | 12005 | 0.047 Valde |21 )
76 76 10052009130103|12004 (003 |vade (2 |0
7 |77 1105/2009 13:01:03 | 12001 | 0.031 Vide |21 |so
78 |78 112052009 13:01:03 | 12001 | 0.017 [vs-oe |21 |sp
73 |79 HA052009 13:0103 111,998 10.0%0 121 150
30 B0 114052009 13:01:03 [ 12000  |0.021 |21 |sD
a8 15052009 130103 | 12002 0026 |2 o
82 |82 (161052009 130103112003 |0027 2 {50
33 83 17/052009 13:01:03 | 11,997 | 0.038 |21 |sD 3
3¢ B4 (18052009 13:01:03 | 11965  |0.054 |21 )
85 |85 11905/2009 13:01:03 | 12000 10027 |21 150
36 86 20/052009 13:01:03 (11999 | 0015 |21 |sD 3
37 & 121052009 13:01:03| 12001 | 0.050 |21 |sD
88  BE |0.045 |21 s
89 8% 515 2 SO A

. m J .
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Evénements.

Les événements servent a indiquer des changements qui peuvent influencer sur la fabrication, a un moment
donné.

- Barre des événements

Chat Opér _ _ 4,---“_ Zone de la barre des

évenements

Moyenne=11.995 Sigma n-1=0.080 Pp=0.626 Ppk=0.607

Un clic gauche sur la barre des événements affiche le journal des événements, et un clic droit ouvre la
boite de dialogue de création d’un événement :

Classz: | v Fraiseuse
Ecrous 12 mm
Type: v | Qaractéristique Toute Caractéristique
Propriétes *
Date : 28/05/2010 10:58:59 Imﬂgc:
Lahel:
Appartenance de
i ' ] I'événement a une
Choix de la date machine, produit et
’
et 'heure caractéristique

W

ider X Annuler
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Annexe 7. Manuel Création et importation de gammes dans SPC Vision

Annexe 7/

tronics|ll

microsystems

Creéation de gammes sur SPC Vision et importation
des données

Pour la création d’une gamme sur SPC on a besoin de

- Atelier

- Machine

- Produit
Création d’un atelier et S8 MACKINEGS © .....coviiiiiriiiiiie e 39
Création d’Un ProdUIL ©........ceoiiiiiii i 40
Création d UNE GAMINE ©.....ooiueiiieeiee i itee st e et e st e e sseeesae e e beesbeeanteesbeeanbeesbeeanteesrneans 42
Création de 12 ProdUCTION &......coiii it sr e 44
IMPOrtation deS JONNEES . ........ooiiiiiieeiieieie ettt sttt e e naenne 45

ANNEX L TraGabilites .......cvveieieicie ettt ens
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Création d’un atelier et ses machines : (ignorer si l’atelier et la machine existent déja dans

SPC Vision)
Conf SPC - Configuration - Atelier

=

=

« Mise en place d’un SPC et traitement des données associées »

ENVISION MEMS | DELIVER MEMS

Corfiguration

Famille

Produit

Regroupement

On fait double clic sur la ligne pour créer des machines dans I’atelier (écrire le nom de chaque machine

ﬁ Tous les ateliers
- BE

[ CHIMIE

H-[ DEPOT

[ GRAVURE

H-[ LITHO

H-[ LOGISTIQUE
[ METROLOGIE
----- @ Salle Blanche
- SCELLEMENT

----- [l STOCK_PRODUIT_
-l TEST

w-f TTH

@ Toutes les machines

[
[
[
[
[
[

sur une ligne).

Définition Affichagel Partage

Ateliers

Label : Libellé Atelier pére

1 |BE BE hd
| 2 |cHmie CHIMIE ]
| 3 |[DEPOT DEPOT hd
| 4 [EQUIPEMENT_DEPOT EQUIPEMENT_DEPOT DEPOT hd
| 5 |EQUIPEMENT_GRAVURE EQUIPEMENT_GRAVURE GRAVURE hd
| 6 [EQUIPEMENT_LITHO EQUIPEMENT_LITHO LITHO hd
| 7 |EQUIPEMENT_METROLOGIE  EQUIPEMENT_METROLOGIE METROLOGIE ||
| 8 [EQUIPEMENT_TTH EQUIPEMENT_TTH TTH hd
| 9 [GRAVURE GRAVURE hd
| 10 [LITHO LITHO hd
| 11 [LOGISTIQUE LOGISTIQUE hd
| 12 |METROLOGIE METROLOGIE =
| 13 |Salle Blanche Salle Blanche ||
| 14 [SCELLEMENT SCELLEMENT hd
| 15 [STOCK_PRODUIT_FINI STOCK_PRODUITS_FINIS hd
| 16 [TEST TEST hd

TTLL

| T
18I

I

!

On écrit le nom
de atelier

qu’on veut créer
et, si nécessaire,
son atelier pére.
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Création d’un pl’Oduit . (méme si le produit existe déja dans SPC Vision, il faut créer nos

caractéristiques)
Conf SPC - Configuration = Produit

Con}i‘gljlaﬁon

)
Atelier

M

Famille

.0

Regroupement

Productions
Tragabilités
Joumal de bord
Attributs
Types
Acquisitions
Postes
Systéme

Purges

1. On écrit le nom du produit sur la derniére ligne. On fait double clic sur le numéro de ligne et on écrit

ﬁ Tous les produits
@=-% CORTO

=3 DSA

=-% GEQ

-3 NITRO

-3¢ PLAN_MEMS
¥ VASCO

[#-%& ZEPPELIN

¢ pAGELLAN
MN_Port
Suivi_Align-1
Suivi_CVD-1
Suivi_EVAP-2
Suivi_EVAP-3
Suivi_INSPEC-1
Suivi_INSPEC-10
Suivi_INSPEC-2
Suivi_INSPEC-3
Suivi_MAG-2
Suivi_MAG-3
Suivi_masse_EVAP
7 Suivi_MEB-2

4.1 ol L b

Défintian | Statistiques I Affichage I M* Série I Partage I fyancé I Infamations |

Produits

Label / | Libellé Famille Produit Pére

| 52 |GYPRO2300 GYPRO2300 CORTO Jad Jhd
| 53 [METRO-2B_CAPOT Produit_METRO_2B_CAPOT WAGELLAN |~ |~
| 54 |METRO-2B_DISPO Produit METRO-2B PREPROCESS WAGELLAN Jad =]
| 55 |N_Port essai export || |~
| 56 |NEXTROM_BE Produit_Pére_NEXTRON DSA 16d =
| 57 |NEXTRON_CAPOT_BOT Produit_Mextron_Capot_Bottom DSA _T |NEXTRON_ME 1=
| 58 |NEXTRON_CAPOT_TOP Produit_Mextron_Capot_Top DSA _™ |NEXTRON_ME Jdl
| 59 |NEXTROM_DISPO Produit_Mextron_Dispo DSA _™ |MEXTRON_ME ||
| 60 [NEXTROM_ME Produit_Mextron_Middle_End DSA _™ |NEXTROM_BE =]
| 61 [NITRO_DISPO Produit_NITRO_PREPROCESS NITRO |~ ||
| 62 [NITRO_POLE_RETOUR Produit_MITRO_POLE_RETOUR NITRO =] =]
| 63 |STEPPELIN Steppelin ZEPPELIM |~ |~
| 64 [STEPPELIN_V2 Steppelin_V2 ZEPPELIM I =]
| 65 |Suivi_Align-1 Suivi_Align-1 || |~
| 66 [Suivi CVD-1 Suivi_CVD-1 Jad =]
| 67 |Suivi EVAP-2 Suivi EVAP-2 , il hd
| 94 |TUNIC3_DISPO Produit TUNIC3 PREPROCESS WAGELLAN Jad =]
| 95 [ULTIME_SDE1 Produit_ULTIM_SDE1 WAGELLAN |~ |~
| 96 |ULTIMES_B_DISPO Produit_ULTIMES_DISPO WAGELLAN 16d =
| 97 |ULTIMES B DISPO_simple  Produit ULTIMES_DISPO_simplifiée WAGELLAN |~ |~
| 98 |ULTIMES_CAPOT Produit_ULTIMES_CAPOT WAGELLAN Jad Jdl
| 99 |ZEPPELIN_GP Zeppelin 6 ZEPPELIM | ||
| 100 |ZEPPELIN_GP_\2 Zeppelin 6_V2 ZEPPELIN =] =]
| 101 |ZEPPELIN_G6P22 Zeppelin 6 22 gratings ZEPPELIN =2 |~

102 |ZEPPELIN 6P24 Zeppelin 24 gratings ZEPPELIM =] =]

103 hd hd
4 \ i

les caractéristiques du produit.

Configuration

Regroupement

i Tous les produits
¥ CORTO
H-¥¢ DSA
H-3¢ GEOQ
{-%¢ NITRO
H-%¢ PLAN_MEMS
{30 VASCO
-3¢ ZEPPELIN
73 PAGELLAN

* M_Port
Suivi_Align-1
Suivi_CVD-1
” Suivi_EVAP-2
Suivi_EVAP-3
Suivi_INSPEC-1
~ Suivi_INSPEC-10
Suivi_INSPEC-2
Suivi_INSPEC-3
Suivi_MAR-2
Suivi_MAG-3

Suivi_MEB-2
7 Suivi_NANO-4

Définition | Statistiques I Afficha

ge | MN* Série | Partage | Avancé |

Label: | &
Libellé : | 4

Produit .

Famille: ’

Froduit pére : ’

Définition | Propriétés | Statistiques | Limites | Partage | Avancé |

Caractéristiqu

kel

I "

[

groupel

Sous-groupe 2 | Sous-groupe 2

1 [Cqacd

© Suivi_masse_EVAP 2 |Cgac?

Caracl

ICaracZ I
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Dans I’onglet « Propriétés » on introduit les unités des caractéristiques :

Définition | Sratistigues | Affichage | M* Séne I Partage | Awvance |

Produit A

Label : [a

Libellé : | o

Caractéristiques de A

Définition | Proprigtés | Statistiques I Limites | Fartage | Ayvance |
Label | Libellé | unite Ordre

1 [Caracl Caracl g -

2 |Carac2 Carac?

3 g |
hms
kg
m

3. Dans I’onglet « Limites » on introduit les specs de chaque caractéristique. C’est seulement nécessaire

d’écrire les limites inférieure et supérieure (LIT et LST) :

|Définition Fropriétés | Statistique:

Limites I:’artage I Ayancé |

Caractéristiques de A

Label | Libellé Mominal LIT LST | Cible | LI LSC L1a LSA
1 |[Caracl Caracl -1.000 1.000 0.000 -0.599 0.599 -4.000 4.000
2 |Carac2 Carac2 -1.000 1.000 0.000 -0.599 0.599 -4.000 4.000
3
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Création d’une gamme :

1. Conf SPC - Configuration - Gamme

x x

Corfiguration @ Toutes les gamr +

- CORTO
& -3¢ DSA Fitte:: | Produit ~| a -
Aiclier ¢ GEO -
W& NITRO Difinition | Propriétés I Tragabiité | Echantillan | Saisie | E cran Mesure | Ecran Mesure [suite] | Attributs avancés I Statistiques | Reporting I Paitage | Awancé | Infarmations
¥ PLAN_MEMS Tabel I Cibelle Wersion Produit Famille
¥ VASCO Gammel |Gamma1 A i <
Famille 3¢ ZEPPELIN 2 v
-9 PAGELLAN
-1z A . z . q
o a2 g Ecrire le nom Sélectionner le produit !!
7 A218_CAPOT i
frfprpmpinis Sinon la gamme va
o 5 g >
7 K218 ME_GP s’appliquer a tous les
7 CORTO_R&D_E i
B produits.
77 DAVIS_CAPOT.
7 DAVIS_DISPO
7 DAVIS_M3_DISF
-7 DAVIS M3 ME

Gammes de contrdles

—

-

2. Sinécessaire, on sélectionne la tragabilité de la gamme, le N° Wafer et le Dossier (cases a cocher).
Veuillez voir [’Annexe 1 pour en savoir plus sur tragabilités.

Corfiguration || &8 e e g 2 ‘ Gammes de controles
& & DSA Filre : | Praduit > A -
Alslier ¥ GEO o
& NITRO | Définition I Prupriélésl Tragabilité: |tchanli\|un I Saisie I Ecran Mesure | Ecran Mesure [suite] I Attributs avances | Stalistiques I Reporting I Partage I Awance I Informations |
1 ¥
-~ PLAN_MEMS Label E | Libellé ‘ Version | Trace mesure | N°_Wafer ‘ Dossier |
-3 VASCO 1 [Gammel Gammel --Aucune-- -] r r -k
Famille -~ ZEPPELIN 2 --Aucune-- r r
¢ uAGELLAN ALIGNL ]
@ - DEPOT_EVAP2_Masse
Lampe
Produit Sonde
. TEST

3. On fait double clic sur le numéro de ligne de la gamme et on sélectionne les caractéristiques :

Les caractéristiques doivent étre crées dans le produit qui nous intéresse. Voir « Création d’un
produit ».

Caractéristiques de Gammel

Définition | Propiigtés | Mesure | Attributs | Formules | Ecran Mesure | Cartes spéciales | Masquable |

Label Libellé | Acive
1 |[Caracl - [Caracl 2
2 - ~

Carac2




t ro n i c S ITI_I « Mise en place d’un SPC et traitement des données associées »

microsystems ENVISION MEMS | DELIVER MEMS

4. On fait clic sur I’icone « Disposition de I’écran de mesure »

Halh w2 3w, 0. Besn L]

Type affichage

Corfiguration loutes les gammes = ‘ Gamme
o~ fr CORTO
i DsA
e Tammer
P & GEO _Label ¢ | Gammel
i NITRO Libellé : [ Gammel
R i PLAMN_MEMS Deéfinition | Propriétés I Tragabilité I Echantillon I Saizsie I Ecran Mesure I Ecran Mezure [zuite] I Attributs avancés I Statistiques I Feparl
fir vasco
Famille fr ZEPPELIN Fraduit - [A v]
& pAGELLAN
@ : Famile: | -]
Produit
o
Procéds  A218_CAPOT 3 S
‘- A218_DISPO Caractéristiqu
v A218_ME_GP —
~ CORTO R&D BE Definition | Proprigtés I Mesure I Attributs I Farmules I Ecran Mesure | Cartes spécisles I Masquab\el
- DAVIS_BE Label Libellé | Active
"7 DAVIS_CAPOT_BOT 1 |Caracl ¥ |Caracl [
7 DAVIS_DISPO 2 |carac2 - |lcaracz v

5. On modifie la disposition de ’écran mesures comme on veut. En cliquant sur Mode-> « Affichage
carte » on pourra voir la courbe de la caractéristique quand on prend la mesure:

oo I E: | ]
MW o gl [E
‘nregistrer | Disposition || Affichage | Atelier Mesures Suivi Diagnostic | Barres-Graphe | Modif. Heure Commentaire Evénement Plein Ecran

Gammel
Caracl Carac2 ‘
1 0,000] 0,000
LSC. 0,599 g 0,599
LLC. -0,599 g -0,599

Carte de contrdle de 10 points
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Création de la production :

On crée production: Feu vert

Fichier  Edition

H &

Exporter

Affichage  Outils Import / Export  ?

Mé?:?stes @ &

Lo TN

Regroup. Maj prod. Maj limites Modifier'

ENVISION MEMS | DELIVER MEMS

Cliquer sur le feu vert pour activer la production

OLXLE
A\ 4

Productions
|

Productions

suspendues

G
Productions
anétées

lo

Joumal des
dossiers

Productions par at
Productions par prod
|

Productions en cours

Filre : [ Prociuit v] steppELN -
oot |Etat | Production | Divers | Partage|
Atelier Machine ‘ Produit Gamme ‘ Procédé ‘ Posage ‘
1 |LOGISTIQUE APPRO STEPPELIN 00-APPROVISIONNEMEN r Mono CNGO
2 |DEPOT PVD-1 STEPPELIN 01-DEPOT METAL r Mono CNGO
3 |METROLOGIE MEB-2 STEPPELIN 07-CONTROLE_TOP_VIE r Mono CNGO
4 |METROLOGIE PROFILO-3 STEPPELIN 08-CTRL_DEFORMATION r Mono CNGO
5 |METROLOGIE THK-1 STEPPELIN 09-CTRL_EPAISSEUR r Mono CNGO
6 |METROLOGIE INSPECT STEPPELIN 10b-CTRL_FILIERE r Mono CNGO
7 |METROLOGIE MEB-2 STEPPELIN 05-CTRL GRAVURE r Mono CNGO
8 |UTHO PISTE-6 STEPPELIN ‘CONT_VISUEL_CHUCK SPOT r Mono ‘Workgroup
9 |METROLOGEE PROBER STEPPELIN CTRL_VISUEL_TOP_VIEW r Mono Workgroup
Activation : Workgroup - Saisie Salle Blanche

Activation de gammes

Activation

On veut ici « Workgroup » —> On clique la

Activation

‘Waorkgroup :

Atelier:

SAISIE SALLE BLAMCHE
SPC

Workgroup de saisie pour la salle blanche

‘Workgroup de SPC

On sélectionne « Saisie Salle Blanche »

—

On sélectionne ’atelier, le produit, la gamme (apportant celle qu’on a créée) et la machine en
fonction du cas :

Activation de gammes

Activation

‘Workgroup : SAISIE SALLE BLANCHE
Atelier: LITHO
Produit : STEPPELIN
Gamme : CONT_VISUEL_CHUCK_SPOT
Machine : PISTE6
Posage : Mano

Options

E] E]

(7) Qualification

(@) Production

Choisir

[ ] Assodier un dossier
[] Activation en suivi unitaire de production

[ Activation en production privée

Recalcul des limites de contréles

[ Associer un suivi de procédé

Et activer !
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Importation des données :

1.  Onouvre le fichier Excel « MacroSPC ».

dH9--[= MacroSPC xlsm - Microsoft Excel
Accueil Insertion Mise en page Formules Données Reévision Affichage Développeur
=4 . = = = o o
‘ Calibri 1A F g%] B = Renvoyer 4 la ligne automatiquement  Standard - ﬂ @ cmm
Ba-~ [ <3| [==] H

Coller ’ G 7 § - ifi~ By - A. == Fuslonneret centrer * @, o 000 fé: _;':: M\se__en forme Mettre sous forme Styles de | Insérer Supj
" conditionnelle - detableau~  cellules~ "2
'resse-papiers | Paolice M| Alignement M| Mombre | Style | Cel
820 - £|
A | B [ c

1 |Login: Dieguez Traga 1. Raccourci? Commentaires Caractéristique 1 Limites Caractéristique
2 Atelier: EQUIPEMENT_TTH mesure LST L
3 Machine:  TTH-1
4 |Produit: Suivi_TTH1
5 Gamme: TTH-1_C
6 |Nbre Caract:
7 |Nbre Tragas:
£
Ex GO TABLE
10
1 |
12
8 [ EXPORT ]
14|
15
16 |

2. On écrit notre Login de SPCVision et on sélectionne 1’Atelier, Machine, Produit et Gamme. On
sélectionne aussi le nombre de caractéristiques et de tracas que contiennent notre gamme.

(Si on ne trouve pas notre atelier, machine, produit ou gamme... Cliquer sur [’onglet « DATA » de
[’Excel et s assurer que les listes sont mises a jour. On peut faire copier-coller de ConfSPC.)

3. Dé¢s qu’on a tout bien sélectionné, cliquer sur le bouton « Go Table ». On devra indiquer si les gammes
sont en raccourci sur SPCVision et écrire les noms des caractéristiques.

ATTENTION ! Le nom doit étre identique a celui qu’on a mis sur ConfSPC ! C’est recommandé d’avoir
la Gamme ouverte sur ConfSPC.

Gamme | P |

Raccourcis? Tra;a 1

i our

i+ NOM
Moms caractéristigues:
=1 =11
|| | |
-2 12
|| | |
=3 [
|| | |
—4 — 14
|| o |
=5 =1
|| o |
—6 =16
|| o |
=7 =17
|| |
—8 =18
|| | |
- 18
|| o |
10 =22
|| o |

OK Clear | Cancel |

45
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4. On obtiendra un tableau adapté a notre gamme. On fait copier-coller pour mettre notre mesure au
tableau.
ATTENTION ! Ne pas laisser des lignes sans date ou complétement vides (aucune mesure). C’est
possible d’avoir des celles vides sur les tragas ou sur les mesures.
Faire attention aux erreurs d’écriture des dates. Elles doivent aussi étre en ordre chronologique.

5. On clique sur le bouton « EXPORT ». On obtiendra un document texte dans le répertoire « Source »
dans T:\PRODUCTION\Outils\SPCVision\Import.
Une fois le document pris par SPCVision, il sera déplacé dans le répertoire « Archive » si tout est OK.
S’il y a des erreurs il sera déplacé dans le répertoire « Erreur », ot il y aura aussi un document pour
expliquer les erreurs. Un pop-up vous indique en fin d’import dans quel répertoire le document a été
placé, et donc si c’est bon ou pas !
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La tragabilité est un ensemble d’informations rattachées a une mesure ou a une succession ou un groupe de

ENVISION MEMS | DELIVER MEMS

« Mise en place d’un SPC et traitement des données associées »

mesures. Ces informations peuvent étre de tout type, par exemple : nom opérateur, client, n° commande. ..
Dans Conf SPC - Tragabilités - Mesure, on peut regarder les tracabilités déja crées et en créer de nouvelles.

L

et — -
B Ry QD
Maj postes ~ Exporter i \

H

x

Configuration

Productions

98
Mesure

|mn

N de séne

ﬁ Tragabilités mesurn

Tracabilités mesure

- ALIGN
(> DEPOT _EVAP2 Ma || Définition | Partage
8 ;::1 iy Label . Libellé e DT Eare L‘:fe':c";::t‘:”t;;:z‘:fe
- TEST 1 [ALGNL [ALIGNL [ r
B VISA | 2 [DEPOT_EVAP2 Masse DEPOT_EVAP2_Masse r I
=N Lampe Lampe - -
| 4 | Sonde Sonde r r
| 5 |TesT TEST r r
| 6 |wsa VISA r r
7 r r

On fait double clic sur le numéro de ligne de la traga qui nous intéresse (si nécessaire, on écrit dans la derniére
ligne le nom de la nouvelle gamme). On pourra créer les champs de la traga, saisir le type (saisie manuelle ou
liste déroulante) et décider si la traca sera obligatoire ou pas :

Configuration || 1 Tragabilités mesure ‘
< ALIGNL
<) DEPOT_EVAP2_Ma

Productions

Tragabités

< Lampe
99 < Sonde

G H
> &G TEST Définiion

Tracabilité TEST
Label : [TEST

Libellé : [TEsT

Mesure i -0 Machine
il Lo Alfchage avertlasdsie: [
L.,, O VISA

N* de série Login dans a agabilté des caractéristiques - [7]

‘ Champs de la tracabilité TEST

["Défriton |
[ Label Libellé ‘ Type Ordre © Valeur par défaut Raccourci I ;‘2‘;‘“: ‘ Type Saisie RE:;:’:’ le‘
1§ [Machine [Machine Liste déroulante ~ 1 ~ Raccourci Obligatoire b r
] Jvm—‘vm Saisie manuelle E 2 accourci i || obligatoire E r
! gl r r
Nom des champs Saisie Raccourci Saisie
manuelle (affichage sous la  obligatoire ou
ou liste carte de controle) pas
déroulante ou pas
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Annexe 8. Macro ImportSPC

Le format du fichier texte qui nous demande le logiciel SPC Vision si on veut importer des mesures est le
suivant:

#WORKSHOP TEST > Atelier
#MACHINE TEST = Machine
#PRODUCT G2300_CAPOT_GC — = Produit
#INSPEC TEST_CONTI_ISOL_ M2 —— Gamme

#BATCH UC44917 = N°® Wafer

#3SPL 21/05/2015 11:01:39;;;;Dieguez; —— Date ;Tragaracc1 ;Tragaracc 2 ;Commentaire mesure ; Utilisateur
#SN UC44917_1 = N dossier

#MEASTRAC =~ Siily ade tragas, tracal ;traga? ;traga3...

#PART On met #PART pour chague échantillon
TESTO1_M2;31;55000 L Echantillon 1 Nom caractéristique; Valeur caractéristique; Nominal ; LST ; LIT ;;;;;
TEST02_M2;32;;..::0:

11111118

TEST03_M2;38;;;.:5
#PART -
TESTO1_M2;29:::::::;

ERERREEE]

TEST02 M2°27 - Echantillon 2

11111113

TEST03_M2;29;;..:000
#PART -
TESTO1_M2:35;:::::; L

TESTO02_MZ2,67:;..::: ‘

Lot/mesure 1

ERERREEE]

TESTO03_M2;68;;;.:::;

111110 _

| ZZFINPIECE;0.0

#BATCH UC44917

#SPL 21/05/2015 16:21:18;;;;Dieguez;
#SN UC44917_2

#MEASTRAC

#PART
TESTO1_M2;31;;:5005

ERERREEE]

TEST02_MZ2;32;;..:50:

11111113

TEST03_M2:38;:::::;
#PART
TESTO1_M2;29:::::::;

ERERREEE]

TESTO02_M2,27:...000:

ERERREEE]

TEST03_M2:29;::::::
#PART
TESTO1_M2;35;;;:::;

LRERREEE]

TESTO02_MZ2,67;;;..5;

ERERREEE]

TESTO03_M2;68;;;.::x:

ERREREEE]

| ZZFINPIECE;0.0

Lot/mesure 2

Figure 30. Format fichier texte a importer dans SPC Vision.

Ce format a été expliqué aux ingénieurs intéressées, surtout a I'équipe TEST, qui ont beaucoup de mesures
a cause de ses différents tests en beaucoup de formats de fichier différents et qui ont besoin d’'importer
quotidiennement certaines mesures.

Pour les autres utilisateurs, qui normalement archivaient (ou demandaient aux opérateurs d’enregistrer)
les données sur des fichiers Excel, une macro facile a utiliser a été créée. Avec cette macro on a fait

I'importation de toutes les données des gammes créées pour l'instant.

Premierement la macro nous demande de remplir certain information sur la gamme qu’on veut importer :
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Login: Dieguez
Atelier: BE
Machine: PULL-1
Produit: A2.18 BE

Gamme: 23-TENU_DETECTEUR
Nbre Caract:
Taille echantillon:
Nbre Tragas:

N° Wafer:

GO TABLE

EXPORT

Figure 31. Premier questionnaire a remplir dans le fichier d'import.

Dés qu’on a tout bien sélectionné, on clique sur le bouton « Go table » et il y apparait un formulaire qui
nous demande choisir si on veut des raccourcis pour les tracgabilités et nous demande d’indiquer les noms
des caractéristiques :

Gamme |L|
Raccourcis? Traga 1 Traga 2 N° Wafer: OUT
% oul * our
" NON i NON
Moms caractéristigues:
-1 L
|| | |
2 12
|| | |
=3 —13
|| | |
—a — 14
|| | |
=5 15
|| | |
B [
|| | |
-7 [z
|| | |
—8 18
|| | |
-3 —19
|| | |
—10 [0
|| | |
oK | Clear | Cancel |

Figure 32. Deuxiéme formulaire & remplir dans le fichier import.

Ci-apres vous pouvez trouver le code de la macro faite, laquelle premiérement construit un tableau en
fonction de tous les paramétres qu’on a indiqué :

Traca 1. Raccourci?  Traga 2. Raccourci? Commentaires Caractéristique 1 Limites Caractéristique 1 Caractéristique 2 Limites Caractéristique 2
mesure LST T LST LT

Figure 33. Tableau obtenu dés la sélection de tous les parametres.

49
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Dans ce tableau on devra copier nos données et puis cliquer sur le bouton « Export ». La macro nous

indiquera si on a des mesures qui ne sont pas en ordre chronologique ou qui ont des limites de tolérances

pas bonnes. (Par exemple, si la limite inférieure de tolérance est supérieure a la limite supérieure de

tolérance).

En définitive, la macro essai de faciliter I'import des données en évitant des erreurs possibles. Ci-apres

vous pouvez trouver la codification :

Sub Format()

Dim f As Integer 'Indice file

Dim ¢ As Integer 'Indice colonne

Dim n As Integer 'numéro total de lignes

Dim e As Integer 'nombre erreurs date

Dim ordr As Integer 'nombre erreurs ordre chronologique dates
Dim lim As Integer 'est égal a 1 si LST<LIT

Dim x As Integer 'nombre caractéristiques

Dim t As Integer 'nombre tracas

Dim ech As Integer 'taille echantillon caractéristiques
(constante)

Dim w As Integer 'Est égal a 1 si la gamme a de n°wafers
Dim ce As Integer ‘Indice colonne echantillon

Sheets("Feuill").Select

x = Cells(6, 2).Value

ech = Cells(7, 2).Value

t = Cells(8, 2).Value

If Cells(9, 2) ="Oui" Then
w=1

Else:
w=0

End If

'DATE: On fait copier-coller de la colonne "date" dans la
colonne précedente en format texte. On regarde si les dates sont
en ordre chronologique et si il y a des erreurs format date.
Finalement on copie toute la colonne format texte dans la
colonne "Date" et on supprime la colonne précendente.
f=3
n=0
Do While Not (ISEmpty(Cells(f, 4)) And ISEmpty(Cells(f + 1,
)

If IsEmpty(Cells(f, 4)) Then

Else:

Cells(f, 3).Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TEXT(RC[1], ""jj/mm/aaaa"")"

End If

f=f+1

n=n+1
Loop
Range(Cells(3, 4), Cells(n + 2, 4)).Select
Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
Range(Cells(3, 4), Cells(n + 2,5 + w + t + (3 * x))).Select
With Selection.Interior

.Pattern = xINone

.TintAndShade =0

.PatternTintAndShade = 0
End With

If n>0 Then

'Ordre chronologique
f=4
ordr=0
Do While Not (IsEmpty(Cells(f, 4)) And ISEmpty(Cells(f +
1,4))
If (IsSEmpty(Cells(f, 4))) Or (IsDate(Cells(f, 4)) = False)

If (Year(Cells(f + 1, 4)) < Year(Cells(f - 1, 4))) Or
(YYear(Cells(f + 1, 4)) = Year(Cells(f - 1, 4)) And Month(Cells(f
+ 1, 4)) < Month(Cells(f - 1, 4))) Or (Year(Cells(f + 1, 4)) =
Year(Cells(f - 1, 4)) And Month(Cells(f + 1, 4)) = Month(Cells(f
-1, 4)) And Day(Cells(f + 1, 4)) < Day(Cells(f - 1, 4))) Then

Cells(f + 1, 4).Select

With Selection.Interior
.Pattern = xISolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xIThemeColorAccent5
.TintAndShade = 0.599993896298105
.PatternTintAndShade = 0

End With

ordr=ordr +1

Else:

End If

f=f+2

Elself (IsDate(Cells(f - 1, 4)) = False) Then
f=f+1
Else:

If (Year(Cells(f, 4)) < Year(Cells(f - 1, 4))) Or
(Year(Cells(f, 4)) = Year(Cells(f - 1, 4)) And Month(Cells(f, 4))
< Month(Cells(f - 1, 4))) Or (Year(Cells(f, 4)) = Year(Cells(f - 1,
4)) And Month(Cells(f, 4)) = Month(Cells(f - 1, 4)) And
Day(Cells(f, 4)) < Day(Cells(f - 1, 4))) Then

Cells(f, 4).Select

With Selection.Interior
.Pattern = xISolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xIThemeColorAccent5
.TintAndShade = 0.599993896298105
.PatternTintAndShade = 0

End With

ordr=ordr+1

Else:

End If

f=f+1

End If
Loop

'Erreurs dates et limites de tolerance
f=3
e=0
lim=0
c=6+w+t+ech
Do While Not (IsEmpty(Cells(f, 4)) And IsEmpty(Cells(f +
1,4))
If IsDate(Cells(f, 4)) = True Then
Else:
Cells(f, 4).Select
With Selection.Interior
.Pattern = xISolid
.PatternColorIndex = xIAutomatic
.ThemeColor = xIThemeColorDark?2
.TintAndShade = -0.249977111117893
.PatternTintAndShade = 0
End With
e=e+1l
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End If

Do WhileNotc>6+ (2*x)+ (ech*x) +t+w
If Cells(f, ¢) < Cells(f, ¢ + 1) Then
Range(Cells(f, c), Cells(f, ¢ + 1)).Select
With Selection. Interior
.Pattern = xISolid
.PatternColorIndex = xIAutomatic
.ThemeColor = xIThemeColorAccent6
.TintAndShade = 0.399975585192419
.PatternTintAndShade =0
End With
lim=1
Else:
End If
c=c+ech+2
Loop

f=f+1
Loop
Range(Cells(3, 3), Cells(n + 2, 3)).Select
Selection.Copy
Range("D3").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xIPasteValues,

Operation:=xINone, SkipBlanks _

:=False, Transpose:=False
Range(Cells(3, 3), Cells(n + 2, 3)).Select
Selection.ClearContents

Else:

MsgBox "Entrez les mesures!"

End If

'On met toute la reste de colonnes en format texte.

Sub FichierText()

Dim d As Date

Sheets("Feuill").Activate
x = Cells(6, 2).Value

ech = Cells(7, 2).Value

t = Cells(8, 2).Value

If Cells(9, 2).Value = "Oui" Then
w=1

Else:

w=0

End If

'Creation fichier text

'Route = "C:\Users\DIEGUEZ-VILAAn\Desktop\"
Route = "T:\PRODUCTION\Outils\SPC

VISION\Import\Source\"

'Nom = InputBox(*Nom du fichier?")
Nom = ActiveSheet.Range("B3").Value & " " &

ActiveSheet.Range("B4").Value & " " &

ActiveSheet.Range("B5").Value

Workbooks.Add

ActiveWorkbook.SaveAs Route & Nom & ".txt"
ActiveWindow.Close

'Ouvrir fichier text pour écriture depuis Excel
Open Route & Nom & ".txt" For Output As #1

"Téte

Print #1, "#WORKSHOP" & """ &
ActiveSheet.Range("B2").Value
Print #1, "#MACHINE" & " " &
ActiveSheet.Range("B3").Value

Range(Cells(3, 5), Cells(n +2,6 + (2* x) + (ech *x) +t +
w)).Select

Selection.NumberFormat = "@"

Range("D3").Select

'MsgBox erreurs a corriger/ document exporté
Ife>1Then

msg = e & " dates erronées ont été trouvées"
Elselfe =1 Then

msg = "1 date erronée a été trouvée"
End If

If ordr > 1 Then

msg = msg & vbCrLf & ordr & " dates non chronologiques
ont été trouvées"
Elself ordr = 1 Then

msg = msg & vbCrLf & "1 date non chronologique a été
trouvée"
End If

If lim=1 Then
msg = msg & vbCrLf & "Attention aux limites! LST ne peut
pas étre inferieur a LIT"
Else:
End If

If msg ="" Then

Call FichierText

MsgBox "Le document texte se trouve dans
T:\PRODUCTION\Outils\SPC VISION\Import\Source"
Else:
MsgBox msg
End If

End Sub

Print #1, "#PRODUCT" & " " &
ActiveSheet.Range("B4").Value
Print #1, "#INSPEC" & " " & ActiveSheet.Range("B5").Value

‘Trouver colonnes raccourcis
c=5+w
r=0
trl=0
tr2=0
Ift=0 Then
Else:
Do Whilec<5+t+wAndr<2
If Cells(2, ¢) = "OUI" Then
Ifr=0Then
trl=c
Elself r =1 Then
tr2=c
End If
r=r+1
Else:
End If
c=c+1
Loop

End If

‘Données

f=3

d=Time

Do While Not IsEmpty(Cells(f, 4))
Ifr=0Then
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Print #1, "#SPL" & " " & ActiveSheet.Cells(f, 4).Value & "
"&d&";;" & ActiveSheet.Cells(f, 5 + t + w).Value & ;" &
ActiveSheet.Range("B1").Value & ";"

Elself r =1 Then

Print #1, "#SPL" & " " & ActiveSheet.Cells(f, 4).Value & "
"&d&";" & ActiveSheet.Cells(f, trl).Value & ";;" &
ActiveSheet.Cells(f, 5 + t + w).Value & ";" &
ActiveSheet.Range("B1").Value & ";"

Elselfr =2 Then

Print #1, "#SPL" & " " & ActiveSheet.Cells(f, 4).Value & "
"&d&";" & ActiveSheet.Cells(f, trl).Value & ";" &
ActiveSheet.Cells(f, tr2).Value & ";" & ActiveSheet.Cells(f, 5 +
t +w).Value & ";" & ActiveSheet.Range("B1").Value & ;"

End If

If w=1 Then

Print #1, "#SN" & " " & ActiveSheet.Cells(f, 5).Value
Else:
End If

Ift=0 Then
Print #1, "#MEASTRAC " & ;"
Elselft =1 Then
Print #1, "#MEASTRAC " & ActiveSheet.Cells(f, 5 +
w).Value & ;"
Elselft =2 Then
Print #1, "#MEASTRAC " & ActiveSheet.Cells(f, 5 +
w).Value & ";" & ActiveSheet.Cells(f, 6 + w).Value & ";"
Else:
Print #1, "#MEASTRAC " & ActiveSheet.Cells(f, 5 +
w).Value & ";" & ActiveSheet.Cells(f, 6 + w).Value & ";" &
ActiveSheet.Cells(f, 7 + w).Value & ";"

Sub GoTable()

Dim x As Integer
Dim ¢ As Integer
Dim a As Integer
Dim w As Integer

Sheets("Feuill").Select

x = Cells(6, 2).Value

ech = Cells(7, 2).Value

t = Cells(8, 2).Value

If Cells(9, 2) = "Oui" Then
w=1
Else:
w=0

End If

If x=0 Then
MsgBox "Entrez le nombre de caractéristiques!"

Else:

'Delete all
Columns("D:CZ").Select
Selection.Delete Shift:=xIToLeft
Range("D1").Select

'‘ColumnWidth
Columns("D:CZ").Select
Selection.ColumnWidth = 18

"Table format Date, Commentaires Mesure et n°Wafer
c=4
Do Whilec<6+t+w
Range(Cells(1, c), Cells(2, c)).Select
Selection.Merge
With Selection
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End If
c=6+t+w
ce=0

Do While ce < ech
If ech > 1 Then
Print #1, "#PART"
Else:
End If
DoWhilec<6+ (2*x)+ (ech*x)+t+w

Print #1, ActiveSheet.Cells(2, c).Value & ";" &
ActiveSheet.Cells(f, ¢ + ce).Value & ";;" & ActiveSheet.Cells(f,
¢ + ech).Value & ";" & ActiveSheet.Cells(f, ¢ + ech + 1).Value

c=c+ech+2
Loop
c=6+t+w
ce=ce+1l
Loop

Print #1, "ZZFINPIECE;0.0"
f=f+1
c=6+t+w
d = DateAdd("s", 1, d)
Loop

'Fermer fichier text
Close #1

End Sub

.Horizontal Alignment = xICenter
Vertical Alignment = xICenter
.WrapText = True
.Orientation =0
.AddIndent = False
.IndentLevel =0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xIContext
.MergeCells = True

End With

With Selection.Interior
.Pattern = xISolid
.PatternColorIndex = xIAutomatic
.ThemeColor = xIThemeColorAccent3
.TintAndShade = -0.499984740745262
.PatternTintAndShade = 0

End With

With Selection.Font
.ThemeColor = xIThemeColorDark1
.TintAndShade =0

End With

Selection.Font.Bold = True

c=c+l+t+w

Loop

If w=1Then
Range(Cells(1, 5), Cells(2, 5)).Select
Selection.Merge
With Selection
.Horizontal Alignment = xICenter
Vertical Alignment = xICenter
\WrapText = True
.Orientation =0
.AddIndent = False
.IndentLevel =0
.ShrinkToFit = False
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.ReadingOrder = xIContext End With
.MergeCells = True
End With Cells(1, c).Value = "Traga " & a & ". Raccourci?"
With Selection.Interior c=c+1
.Pattern = xISolid aza+l1
.PatternColorIndex = xlAutomatic Loop
.ThemeColor = xIThemeColorAccent3
.TintAndShade = -0.499984740745262 "Table format Caracteristiques
.PatternTintAndShade = 0 a=1
End With c=c+1
With Selection.Font Do Whilec<6+(2*x)+(ech*x) +t+w
.ThemeColor = xIThemeColorDark1 Range(Cells(1, c), Cells(1, c + ech - 1)).Select
.TintAndShade =0 With Selection
End With .Horizontal Alignment = xICenter
Selection.Font.Bold = True Vertical Alignment = xICenter
Cells(1, 5).Value = "N° Wafer" WrapText = True
Else: .Orientation =0
End If .AddIndent = False
.IndentLevel =0
Cells(1, 4).Value = "Date" .ShrinkToFit = False
Cells(1, c - 1 - t - w).Value = "Commentaires mesure" .ReadingOrder = xIContext
.MergeCells = True
"Table format Tracas End With
c=5+w With Selection.Interior
a=1 .Pattern = xISolid
Do Whilec<5+t+w .PatternColorIndex = xlAutomatic
Cells(1, c).Select .ThemeColor = xIThemeColorAccent3
With Selection .TintAndShade = -0.499984740745262
.Horizontal Alignment = xICenter .PatternTintAndShade = 0
Vertical Alignment = xICenter End With
\WrapText = True With Selection.Font
.Orientation = 0 .ThemeColor = xIThemeColorDark1
.AddIndent = False .TintAndShade = 0
.IndentLevel =0 End With
.ShrinkToFit = False Selection.Font.Bold = True
.ReadingOrder = xIContext Cells(1, c).Value = "Caractéristique " & a
.MergeCells = False
End With Range(Cells(2, c), Cells(2, ¢ + ech - 1)).Select
With Selection.Interior With Selection.Interior
.Pattern = xISolid .Pattern = xISolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic .PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xIThemeColorAccent3 .ThemeColor = xIThemeColorAccent3
.TintAndShade = -0.499984740745262 .TintAndShade = 0.599993896298105
.PatternTintAndShade = 0 .PatternTintAndShade = 0
End With End With
With Selection.Font With Selection
.ThemeColor = xIThemeColorDark1 .Horizontal Alignment = xICenter
.TintAndShade = 0 Vertical Alignment = xICenter
End With WrapText = False
Selection.Font.Bold = True .Orientation = 0
.AddIndent = False
Cells(2, c).Select .IndentLevel =0
With Selection .ShrinkToFit = False
.Horizontal Alignment = xICenter .ReadingOrder = xIContext
Vertical Alignment = xICenter .MergeCells = True
\WrapText = False End With
.Orientation = 0 With Selection.Font
.AddIndent = False .ColorIndex = xIAutomatic
.IndentLevel =0 .TintAndShade = 0
.ShrinkToFit = False End With
.ReadingOrder = xIContext
.MergeCells = False Range(Cells(1, ¢ + ech), Cells(1, c + ech + 1)).Select
End With With Selection
With Selection.Interior .Horizontal Alignment = xICenter
.Pattern = xISolid Vertical Alignment = xICenter
.PatternColorIndex = xIAutomatic \WrapText = True
.ThemeColor = xIThemeColorAccent3 .Orientation =0
.TintAndShade = 0 .AddIndent = False
.PatternTintAndShade = 0 .IndentLevel =0
End With .ShrinkToFit = False
With Selection.Font .ReadingOrder = xIContext
.ColorIndex = x|Automatic .MergeCells = True

.TintAndShade =0 End With



tronicslitl

microsystems

With Selection.Interior
.Pattern = xISolid
.PatternColorIndex = xIAutomatic
.ThemeColor = xIThemeColorAccent3
.TintAndShade = -0.499984740745262
.PatternTintAndShade = 0

End With

With Selection.Font
.ThemeColor = xIThemeColorDark1
.TintAndShade =0

End With

Selection.Font.Bold = True

Cells(1, ¢ + ech).Value = "Limites Caractéristique " & a

Range(Cells(2, ¢ + ech), Cells(2, ¢ + ech + 1)).Select
With Selection
.Horizontal Alignment = xICenter
Vertical Alignment = xICenter
WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel =0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xIContext
.MergeCells = False
End With

Private Sub CommandButtonCancel_Click()

Unload Me
End Sub

Private Sub CommandButtonClear_Click()

Call UserForm_Initialize
End Sub

Private Sub CommandButtonOk_Click()
Dim t As Integer

Dim x As Integer

Dim p As Integer

Dim w As Integer

Dim ech As Integer

'‘Make Sheetl active
Feuill.Activate
x = Cells(6, 2).Value
ech = Cells(7, 2).Value
t = Cells(8, 2).Value
If Cells(9, 2) ="Oui" Then
w=1
Else:
w=0
End If

"Transfer information
Ift=0 Then
Elself t =1 Then
If TracalButtonl.Value = True Then
Cells(2, 5 + w).Value = "OUI"
Else
Cells(2, 5 + w).Value = "NON"
End If
Elself t =2 Then
If TragalButtonl.Value = True Then
Cells(2, 5 + w).Value = "OUI"
Else
Cells(2, 5 + w).Value = "NON"
End If

If Traga2Buttonl.Value = True Then
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With Selection.Interior
.Pattern = xISolid
.PatternColorIndex = xIAutomatic

.ThemeColor = xIThemeColorAccent3
.TintAndShade = -0.249977111117893

.PatternTintAndShade = 0
End With
With Selection.Font

.ThemeColor = xIThemeColorDark1

.TintAndShade =0
End With

Cells(2, ¢ + ech).Value = "LST"
Cells(2, ¢ + ech + 1).Value = "LIT"

a=a+1
c=c+ech+2
Loop
Cells(3, 4).Select

Gamme.Show
End If

End Sub

Cells(2, 6 + w).Value = "OUI"
Else

Cells(2, 6 + w).Value = "NON"
End If

Elselft =3 Then

If TracalButtonl.Value = True Then

Cells(2, 5 + w).Value = "OUI"
Else

Cells(2, 5 + w).Value = "NON"
End If

If Traca2Buttonl1.Value = True Then
Cells(2, 6 + w).Value = "OUI"
Else
Cells(2, 6 + w).Value = "NON"
End If

If Traca3Button1.Value = True Then
Cells(2, 7 + w).Value = "OUI"
Else
Cells(2, 7 + w).Value = "NON"
End If
End If

p=0
Fori=1Tox Step1

Cells(2, 6 + t + w + p).Value = Controls("TextBox" & i).Value

p=p+2+ech
Next

Unload Me

End Sub
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Private Sub UserForm_Initialize()
Dim t As Integer Controls("TextBox" & i).BackColor = &H80000016

Dim x As Integer
Dim w As Integer
Dim i As Integer

Feuill.Activate

x = Cells(6, 2).Value

t = Cells(8, 2).Value

If Cells(9, 2).Value = "Oui" Then
w=1
Else:
w=0

End If

'N° Wafer
TextBoxWafer.Enabled = False
If w=1Then
TextBoxWafer.Text = "OUI"
Else:
TextBoxWafer.Text = "NON"
End If

'Empty TextBox

Fori=1To20 Step 1
Controls("TextBox" & i).Value ="
Next

Fori=x+1To20 Step 1
Controls("TextBox" & i).Enabled = False

Next
'Set no trace as default

Ift=0 Then
Raccourcis.Visible = False
FrameTracal.Visible = False
FrameTraca2.Visible = False
FrameTraca3.Visible = False
Elselft =1 Then
TracalButtonl.Value = True
FrameTraca2.Enabled = False
FrameTraca3.Enabled = False
FrameTraca2.Visible = False
FrameTraca3.Visible = False
Elself t =2 Then
TracalButtonl.Value = True
Traca2Buttonl.Value = True
FrameTraca3.Enabled = False
FrameTraca3.Visible = False
Else:

TracalButtonl.Value = True
Traga2Buttonl.Value = True
Traga3Buttonl.Value = True
End If

End Sub
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